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Vistas de Latitude 5540

Derecha

Ranura de tarjeta microSD

Lee de la tarjeta microSD y escribe en ella.

Conector de audio universal

Conecte auriculares o auriculares combinados con micréfono.

Puerto USB 3.2 de 1.9 generacion

Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Permite la transferencia de datos a una velocidad de
hasta 5 Gb/s.

Puerto USB 3.2 de 1.2 generacion con PowerShare
Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de aimacenamiento externo.

Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s. PowerShare le permite cargar los dispositivos USB incluso cuando
la computadora esté apagada.
@ NOTA: Si la carga en la bateria del equipo es inferior al 10 por ciento, debe conectar el adaptador de alimentacion para cargar el

equipo vy dispositivos USB conectados a el puerto PowerShare.

@ NOTA: Si un dispositivo USB se conecta al puerto PowerShare antes de que la computadora se apague o entre en estado de
hibernacion, se debe desconectar y conectar de nuevo para que el dispositivo cargue.

@ NOTA: Es posible que no se carguen algunos dispositivos USB cuando el ordenador esta apagado o en estado de reposo. En
dichos casos, encienda el equipo para cargarlos.

Puerto HDMI 2
Conecte a una TV, una pantalla externa u otro dispositivo habilitado para entrada de HDMI. Proporciona salida de audio y video.
Puerto de red

Conecte un cable de Ethernet (RJ-45) desde un enrutador o un médem de banda ancha para acceder a la red o a Internet, con una
tasa de transferencia de 10/100/1000 Mb/s.

Ranura de cable de seguridad (en forma de cuiia)

Conecte un cable de seguridad para evitar movimientos no autorizados del equipo.

Vistas de Latitude 5540
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1. Puerto Thunderbolt 4.0 con suministro de alimentacién y DisplayPort

Admite USB4, DisplayPort 1.4 y Thunderbolt 4 y también permite conectar una pantalla externa mediante un adaptador de pantalla.
Proporciona tasas de transferencia de datos de hasta 40 Gbps para USB4 y Thunderbolt 4.

®
®

®
®

NOTA: Puede conectar una estacion de acoplamiento de Dell a los puertos Thunderbolt 4. Para obtener més informacion, busque
en el recurso de la base de conocimientos en www.dell.com/support.

NOTA: Es necesario un adaptador USB Type-C a DisplayPort (que se vende por separado) para conectar un dispositivo
DisplayPort.

| NOTA: USB4 es compatible con versiones anteriores, con USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt 3.

NOTA: Thunderbolt 4 admite dos pantallas 4K o una pantalla 8K.

2. Puerto Thunderbolt 4.0 con suministro de alimentacién y DisplayPort

Admite USB4, DisplayPort 1.4 y Thunderbolt 4 y también permite conectar una pantalla externa mediante un adaptador de pantalla.
Proporciona tasas de transferencia de datos de hasta 40 Gbps para USB4 y Thunderbolt 4.

®
®

®
®

NOTA: Puede conectar una estacion de acoplamiento de Dell a los puertos Thunderbolt 4. Para obtener més informacion, busque
en el recurso de la base de conocimientos en www.dell.com/support.

NOTA: Es necesario un adaptador USB Type-C a DisplayPort (que se vende por separado) para conectar un dispositivo
DisplayPort.

NOTA: USB4 es compatible con versiones anteriores, con USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt 3.

NOTA: Thunderbolt 4 admite dos pantallas 4K o una pantalla 8K.

3. Indicador luminoso del estado de la bateria

Indica el estado de carga de la bateria.

Amarillo fijo: la carga de la bateria es baja.

Amarillo parpadeante: la carga de la bateria es critica.

4. Ranura del lector de tarjetas inteligentes (opcional)
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Parte superior

1. Botén de encendido con lector de huellas digitales opcional
Presiénelo para encender el equipo si esta apagado, en estado de suspension o en estado de hibernacion.

Cuando la computadora esté encendida, presione el botén de encendido para poner la computadora en estado de reposo. Mantenga
presionado el botdn de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado de la computadora.

Si el botén de encendido cuenta con un lector de huellas digitales, coloque el dedo en el botén de encendido de forma continua para
iniciar sesion.
NOTA: La luz de estado de alimentacion en el botdn de encendido solo esté disponible en computadoras sin lector de huellas
digitales. Las computadoras que se envian con €l lector de huellas digitales integrado en el botén de encendido no tendréan el
indicador luminoso de estado de alimentacion en el botdn de encendido.

@l NOTA: Puede personalizar el comportamiento del boton de encendido en Windows.

2. Teclado
3. Lector de huellas digitales (opcional)

Presione el dedo en el lector de huellas digitales para iniciar sesion en el equipo. El lector de huellas digitales permite al equipo
reconocer sus huellas digitales como una contrasefia.

@l NOTA: Configure el lector de huellas digitales para registrar su huella y activar el acceso.

4. NFC/lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional)
B. Panel tactil

Desplace el dedo en el panel tactil para mover el puntero del mouse. Toque para hacer clic con el botén primario y toque con dos dedos
para hacer clic con el boton secundario.
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Parte frontal

Micréfono izquierdo

Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio y llamadas de voz.
Emisor de infrarrojos (opcional)

Emite una luz infrarroja que permite que la camara de infrarrojos detecte y siga el movimiento.
Camara infrarroja (opcional)

Mejora la seguridad cuando se vincula con la autenticacion de rostro de Windows Hello.
Obturador de la camara

Deslice el obturador de privacidad hacia la izquierda para acceder a la lente de la cadmara.
Camara

Permite chatear por video, capturar fotos y grabar videos.

Indicador luminoso de estado de la camara

Se enciende cuando la cdmara est4 en uso.

Sensor de luz ambiental

El sensor detecta la luz ambiental y ajusta automéaticamente el brillo de la pantalla.
Micréfono derecho

Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio y llamadas de voz.

Vistas de Latitude 5540
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Parte posterior

1. Ranura de tarjeta nanoSIM (opcional)

Inserte una tarjeta nanoSIM para conectarse a una red de banda ancha movil.

@l NOTA: La disponibilidad de la ranura de tarjeta nanoSIM depende de la regién y la configuracién solicitada.

Parte inferior

I

3 2

IIIII|II © ’II!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ——

1. Parlantes

Proporcionar salida de audio.

2. Etiqueta de servicio

La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico Unico que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes
de hardware del equipo y acceder a la informacion de la garantia.

3. Rejillas del ventilador
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Etiqueta de servicio

La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico Unico que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de
hardware del equipo y acceder a la informacion de la garantia.

@ MFGYR xxxx
EX: XXXXXXXXXXX

S
P st R s —— |

Indicador luminoso de estado y de carga de la bateria

En la tabla a continuacion, se muestra el comportamiento del indicador luminoso de estado y de carga de la bateria de Latitude 5540.

Tabla 1. Comportamiento del indicador luminoso de estado y de carga de la bateria

Fuente de alimentacion Comportamiento del LED Estado de alimentacion del Nivel de carga de la bateria
sistema

Adaptador de CA Off (Apagado) S0, SH Completamente cargado

Adaptador de CA Blanco fijo S0, S5 < Completamente cargada

Bateria Off (Apagado) S0, S5 11-100 %

Bateria Amarillo fijo (590 +/-3 nm) S0, S5 <10 %

SO (encendido): el sistema esté encendido.
S4 (hibernacion): el sistema consume la menor cantidad de energia en comparacion con el resto de los estados de reposo. El sistema

se encuentra casi en un estado apagado, se espera una alimentacion de mantenimiento. Los datos de contexto se escriben en el disco

duro.
e S5 (apagado): el sistema se encuentra en un estado apagado.

Vistas de Latitude 5540
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Configure Latitude 5540

Sobre esta tarea

@l NOTA: Las imagenes en este documento pueden ser diferentes de la computadora en funcion de la configuracion que haya solicitado.

Pasos

1. Conecte el adaptador de alimentacion y presione el botén de encendido.

@ NOTA: Para conservar la energia de la bateria, es posible que esta ingrese en modo de ahorro energético. Para encender el
equipo, conecte el adaptador de alimentacion y presione el botdn de encendido.

2. Finalice la configuracion del sistema operativo.
Para Ubuntu:

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuracion. Para obtener mas informacion sobre la instalacion y
configuracion de Ubuntu, busque en el recurso de la base de conocimientos en www.dell.com/support.
Para Windows:

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuracion. Durante la configuracion, Dell recomienda lo siguiente:
e (Conectarse a una red para las actualizaciones de Windows.
@ NOTA: Si va a conectarse a una red inaldmbrica segura, introduzca la contrasefia para acceder a dicha red cuando se le

solicite.

e Sijesta conectado a Internet, inicie sesidn con su cuenta de Microsoft o cree una nueva. Si no esta conectado a Internet, cree una
cuenta offline.

e Enla pantalla Soporte y proteccion, introduzca su informacion de contacto.

8. Localice y utilice las aplicaciones de Dell en el menu Start (Inicio) de Windows (recomendado).
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Tabla 2. Localice aplicaciones Dell

Recursos Descripcién
— Dell Product Registration
Registre su equipo con Dell.
Al g quip!

Dell Help & Support

Acceda a la ayuda y la asistencia para su equipo.

@

SupportAssist

SupportAssist es la tecnologia inteligente que mantiene el equipo funcionando al méximo mediante la
optimizacion de la configuracion, la deteccion de problemas, la eliminacion de virus y las notificaciones sobre
cuéndo es necesario realizar actualizaciones del sistema. SupportAssist comprueba el estado del hardware

y del software del sistema proactivamente. Cuando se detecta un problema, se envia la informacion de
estado del sistema necesaria a Dell para comenzar la solucién de problemas. SupportAssist esta preinstalado
en la mayoria de los dispositivos de Dell que ejecutan el sistema operativo Windows. Para obtener

mas informacion, consulte la Guia del usuario de SupportAssist para PC del hogar en www.dell.com/
serviceabilitytools.

@ NOTA: En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantia para renovar o actualizar
la garantia.

Dell Update

Actualiza el equipo con las correcciones criticas y los controladores de dispositivo mas recientes a medida
que se encuentran disponibles. Para obtener méas informacion sobre el uso de la actualizacion de Dell,
busqgue en el recurso de la base de conocimientos en www.dell.com/support.

Q
B

Dell Digital Delivery

Descargue aplicaciones de software adquiridas pero que no estéan preinstaladas en la computadora. Para
obtener mas informacion sobre el uso de Dell Digital Delivery, busque en el recurso de la base de
conocimientos en www.dell.com/support.
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Especificaciones de Latitude 5540

Dimensiones y peso

En la siguiente tabla, se enumeran la altura, el ancho, la profundidad y el peso de Latitude 5540.

Tabla 3. Dimensiones y peso

Descripcion

Valores

Altura:

Altura de la parte frontal

20,80 mm (0,82 pulgadas)

Altura posterior

22,80 mm (0,90 pulgadas)

NOTA: El peso de la computadora depende de la
configuracion solicitada y la variabilidad de fabricacion.

®

Anchura 357,80 mm (14,09 pulgadas)
Profundidad 233,30 mm (9,19 pulgadas)
Peso

1613 kg (3,56 Ib)

Procesador

En la siguiente tabla se enumeran los detalles de los procesadores compatibles con Latitude 5540.
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Tabla 4. Procesador

Descripcién | Opcién uno | Opciéndos | Opciontres |Opcion Opcioén Opcién Opcién Opcioén
cuatro cinco seis siete ocho
Tipo de Intel Core Intel Core Intel Core Intel Core Intel Core Intel Core Intel Core Intel Core
procesador i3-1315U de i5-1335U de i5-1345U vPro |[i5-1340P de | i5-1350P i7-1355U de |i7-1365U i7-1370P
13.2 generacié | 13.2 generacié |de 13.2 generacié | vPro de 13.2 generac | vPro de vPro de
n n 13.2 generacié | n 13.2 generac | i6n 13.2 generac | 13.2 generac
n ion ion ion
Potencia 1B W 1B W 1B W 28 W 28 W 1B W 1B W 28 W
eléctrica del
procesador
Conteo de los | g 10 10 12 12 10 10 14
ndcleos
totales del
procesador
Nucleos de 2 2 2 4 4 2 2 6
rendimiento
Ncleos 4 8 8 8 8 8 8 8
eficientes
Conteosde  |g 12 12 16 16 12 12 20
los
subprocesos
totales del
procesador
®| NOTA: La tecnologia hyper-threading de Intel® solo est4 disponible en los nlcleos de rendimiento.
Velocidad del | Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta 5,20 | Hasta 5,20
procesador 4,50 GHz 4,60 GHz 4,70 GHz 4,60 GHz 4,70 GHz 5 GHz GHz GHz
Frecuencia de nucleos de rendimiento
Frecuencia [ 1,20 GHz 1,30 GHz 1,60 GHz 1,90 GHz 1,90 GHz 1,70 GHz 1,80 GHz 1,90 GHz
base del
procesado
r
Frek;:uencia 4,50 GHz 4,60 GHz 4,70 GHz 4,60 GHz 4,70 GHz 5 GHz 5,20 GHz 5,20 GHz
turbo
maéaxima
Frecuencia de nucleos eficientes
Frecuencia | 0,90 GHz 0,90 GHz 1,20 GHz 1,40 GHz 1,40 GHz 1,20 GHz 1,30 GHz 1,40 GHz
base del
procesado
r
Frecuencia | 3 30 GHz 3,40 GHz 3,50 GHz 3,40 GHz 3,50 GHz 3,70 GHz 3,90 GHz 3,90 GHz
turbo
maxima
Caché del 10 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 24 MB
procesador
Qréﬁcos Graficos UHD | Gréficos Intel | Gréaficos Intel | Gréficos Intel | Gréaficos Gréficos Gréficos Gréficos
integrados Intel Iris X® Iris X® Iris X® Intel Iris X® | Intel Iris X& | Intel Iris X® | Intel Iris X©
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Chipset

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles del chipset soportado por Latitude 5540.

Tabla 5. Chipset

Descripcién

Valores

Chipset

Integrado en el procesador

Procesador

Intel Core i3/i5/i7 de 13.2 generacion

Amplitud del bus de DRAM

64 bits

EPROM flash

32 MB para no vPro, 32 MB + 16 MB para vPro

bus de PCIE

Hasta generacion 4

Sistema operativo

Latitude 5540 es compatible con los siguientes sistemas operativos:

Windows 11 Home, 64 bits
Windows 11 Pro, 64 bits

Ubuntu 22,04 LTS de 64 bits

Memoria

Cambio a una version anterior de Windows 11 Pro (FI con imagen Win 10 Pro + DPK Win 11 Pro)

En la tabla que se incluye a continuacion, se enumeran las especificaciones de memoria de Latitude 5540.

Tabla 6. Especificaciones de la memoria

Descripcién Valores

Ranuras de memoria Dos ranuras de SODIMM

Tipo de memoria e DDRA4 de canal Gnico
e Canal dual DDR4
e DDR5 de canal Unico
e Canal dual DDR5

Velocidad de memoria e 3200 MHz
4800 MHz

Configuracion de memoria méxima 64 GB

Configuracion de memoria minima 8 GB

Tamario de memoria por ranura

8 GB, 16 GBo 32 GB

Configuraciones de memoria admitidas

18 Especificaciones de Latitude 5540

8 GB, 1x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, un solo canal
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, doble canal
16 GB, 1x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, un solo canal
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, doble canal
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, doble canal
8 GB, 1x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, un solo canal




Tabla 6. Especificaciones de la memoria (continuacion)

Descripcién

Valores

16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, doble canal

16 GB, 1x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, un solo canal
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, doble canal
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, doble canal

Puertos externos

En la siguiente tabla, se enumeran los puertos externos de Latitude 5540.

Tabla 7. Puertos externos

Descripcién

Valores

Puerto de red

Un puerto RJ-45

Puertos USB

e Dos puertos Thunderbolt 4 con suministro de alimentacion y
DisplayPort
@ NOTA: Puede conectar una estacion de acoplamiento
de Dell a este puerto. Para obtener més informacion,
busque en el recurso de la base de conocimientos en
www.dell.com/support.
Un puerto USB 3.2 de 1.2 generacién con PowerShare
e Un puerto USB 3.2 de 1.2 generacion

Puerto de audio

Un puerto de audio universal

Puerto de video

Un puerto HDMI 2.0

Lectora de tarjetas de medios

Una ranura de tarjeta microSD

Puerto del adaptador de alimentacion

Entrada de alimentacion de USB Type-C

Ranura para cable de seguridad

Una ranura para cable de seguridad (en forma de cufa)

Ranuras internas

En la tabla a continuacién, se enumeran las ranuras internas de Latitude 5540.

Tabla 8. Ranuras internas

Descripcion

Values

M.2

e Una ranura M.2 2230 para tarjeta combinada de Wi-Fiy
Bluetooth
Una ranura M.2 2230/2280 para unidad de estado sélido
Una ranura de unidad de estado sélido M.2 2230

e Una ranura M.2 3042/3052 para tarjeta WWAN

()| NOTA: Para obtener méas informacion sobre las caracteristicas
de diferentes tipos de tarjetas M.2, consulte el articulo de la
base de conocimientos en www.dell.com/support.
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Ethernet

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la red de area local (LAN) Ethernet cableada de Latitude 5540.

Tabla 9. Especificaciones de Ethernet

Descripcién

Valores

Numero de modelo

Intel 1219-V/Intel 1219-LM

Tasa de transferencia

10/100/1000 Mbps

Modulo inalambrico

En la siguiente tabla, se enumeran los médulos de red de érea local inalambrica (WLAN) de Latitude 5540.

Tabla 10. Especificaciones del médulo inalambrico

Descripcién

Opcién uno

Opcion dos

Numero de modelo

Realtek RTL8852BE

Intel AX211

Tasa de transferencia

Hasta 1201 Mb/s

Hasta 2400 Mbps

Bandas de frecuencia compatibles

2,4 GHz/5 GHz

2,4 GHz/5 GHz/6 GHz

Estandares inaldmbricos

Wi-Fi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)

Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)

Wi-Fi 802.11a/b/g

Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)

Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)

Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) (Wi-Fi 6 donde
Wi-Fi 6E no esté disponible)

Cifrado WEP de 64 bits/128 bits WEP de 64 bits/128 bits
AES-CCMP AES-CCMP
TKIP TKIP

Bluetooth Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3

Maédulo de WWAN

En la tabla que se incluye a continuacion, se enumeran los médulos de red de area extendida inaldmbrica (WWAN) compatibles con

Latitude 5540.

Tabla 11. Especificaciones del médulo de WWAN

Descripcion

Opcién uno

Opcion dos

Numero de modelo

DW5823, Intel XMM 7560 R Global LTE-
Advanced, CAT16

DW5931e, Intel 5G 5000 Global Gigabit NR/
LTE, 3GPP versiéon 15

Factor de forma

Tecla M.2 3042-B

Tecla M.2 3042-B

Interfaz de host

PCle de 2.9 generacion

Gen3 PCle

Estandar de red

LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA+, GPS/
GLONASS/BDS/Galileo

NR FR1(Sub6) FDD/TDD, LTE FDD/
TDD, WCDMA/HSPA+, GPS/GLONASS/
Galileo/BDS/QZSS
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Tabla 11. Especificaciones del médulo de WWAN (continuacion)

LTE: DL de 1,6 Gbps (CAT19)/UL de
150 Mbps

e UMTS: DL 384 kbps/UL 384 kbps
DL DC-HSPA+: 42 Mbps (CAT24)/UL
11,5 Mbps (CAT7)

Descripcién Opcién uno Opcién dos
Tasa de transmision de datos e DL de hasta 1 Gbps (CAT16) e SA: DL 4,67 Gbps/UL 1,25 Gbps
Hasta 150 Mb/s UL e NSA: DL de 3,74 Gbps/UL de 700 Mbps

Bandas de frecuencia operativa

e LTE(B1, B2, B3, B4, BS, B7, B8, B12, B13, e NR(n1,n2, n3, n5, n7,n8, n20, n25, n28,

B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77,
B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41(HPUE), n78,n79)

B42, B43, B46(solo receptor), B48, B66, B71 | o  LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, BS, B12, B13,

o WCDMA/HSPA+(1, 2,4, 5, 8) B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28,

B42, B43, B46, B48, B66, B71*)
o WCDMA/HSPA+ (1,2,4,5, 8)

B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41,

Fuente de alimentacion

CCde 3,135V a4,4V, tipica de 3,30 V CCde 3135V ad4V,tipicade 3,3V

Tarjeta SIM

Compatible a través de la ranura SIM externa Compatible a través de la ranura SIM externa

eSIM con SIM doble (DSSA)

Compatible (la disponibilidad de la funcionalidad | Compatible
de eSIM integrada en el médulo depende de los
requisitos de la region y del operador).

Diversidad de la antena

Compatible Compatible
Encendido/Apagado de radio Compatible Compatible
Temperatura e Temperatura de funcionamiento normal: e Temperatura de funcionamiento normal:
-10°Ca+55°C -10 °Ca+55°C
e Temperatura de funcionamiento extendida: | e Temperatura de funcionamiento
-20°Ca+65°C expandida: -30 °C a +75 °C
e Temperatura de aimacenamiento de
-40°Ca85°C
Conector de la antena Antena principal de WWAN x 4 e Antena principal de WWAN x 4
Es compatible con MIMO de 4 x 4. e Es compatible con MIMO de 4 x 4.

®

NOTA: Para obtener instrucciones sobre cémo encontrar el nimero de identidad internacional de equipo mévil (IMEI) de su
computadora, consulte el recurso de la base de conocimientos en www.dell.com/support.

Audio

En la tabla a continuacién, se proporcionan las especificaciones de audio de Latitude 5540.

Tabla 12. Caracteristicas de audio

Descripcion

Valor

Controladora de audio

Realtek Waves, MaxxAudio 12.0

Conversioén estereofdnica

Compatible
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Tabla 12. Caracteristicas de audio (continuacién)

Descripcién

Valor

Interfaz de audio interna

Interfaz de audio de alta definiciéon

Interfaz de audio externa

Conector de audio universal/puerto HDMI 2.0

Numero de altavoces

2

Amplificador de altavoz interno

No compatible

Controles de volumen externos

Controles de acceso directo del teclado

Salida del altavoz:

Salida promedio del altavoz

2w

Salida méaxima del altavoz

2w

Salida del subwoofer

No compatible

Micréfono

Microfonos de arreglo digital en el ensamblaje de la cdmara

Almacenamiento

En esta seccion, se enumeran las opciones de almacenamiento de Latitude 5540.

Latitude 5540 admite una de las siguientes configuraciones
e Una unidad de estado sélido M.2 2230/2280
e Una unidad de autocifrado M.2 2230

Tabla 13. Especificaciones de almacenamiento

Tipo de almacenamiento Tipo de interfaz

Capacidad

64 Gbps

Unidad de estado sélido M.2 2230/2280 NVMe PCle de 4 2 generacion x4, hasta Hasta2 TB

64 Gbps

Unidad de autocifrado M.2 2230 NVMe PCle de 4 @ generacion x4, hasta Hasta 256 GB

Lector de tarjetas multimedia

En la tabla a continuacién, se enumeran las especificaciones del lector de tarjetas multimedia de Latitude 5540.

Tabla 14. Lector de tarjetas multimedia (oferta estandar)

Medios soportados (la capacidad maxima soportada variara segun los tipos de medios de flash)

Medios soportados

Micro Secure Digital (mSD)
Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Versiones de especificacion del soporte

Tarjeta microSD 4.0

22 Especificaciones de Latitude 5540




Teclado

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del teclado de Latitude 5540.

Tabla 15. Especificaciones del teclado

Descripcion Valores

Tipo de teclado e Teclado iluminado estandar
e Teclado no iluminado estandar

Disefio del teclado QWERTY

Numero de teclas: e Estados Unidos y Canadé: 99 teclas
e Reino Unido: 100 teclas
e Japodn: 103 teclas

Tamario del teclado X = 18,05 mm de separacion entre teclas

Y =18.05 mm de separacién entre teclas

Accesos directos del teclado Algunas teclas del teclado tienen dos simbolos. Estas teclas se

pueden utilizar para escribir caracteres alternativos o para realizar

funciones secundarias. Para introducir el caracter alternativo,

presione Mayus. y la tecla deseada. Para realizar las funciones

secundarias, presione Fn vy la tecla deseada.

@ NOTA: Puede definir el comportamiento principal de las teclas
de funcion (F1-F12) modificando el Comportamiento de la
tecla de funcién en el programa de configuracion del BIOS.

Teclas de funcion del teclado

Las teclas F1-F12 en la parte superior del teclado son teclas de funcién. De manera predeterminada, estas teclas se utilizan para realizar
funciones especificas definidas por la aplicacion de software en uso.

Puede ejecutar las tareas secundarias que se indican con los simbolos de las teclas de funcidn presionando la tecla de funcion con fn; por
ejemplo, fn y F1. Consulte la siguiente tabla para obtener la lista de tareas secundarias y las combinaciones de teclas para ejecutarlas.

®
®

NOTA: Los caracteres del teclado pueden variar dependiendo de la configuracion del idioma del teclado. Las teclas que se utilizan
para las tareas siguen siendo las mismas, independientemente del idioma del teclado.

NOTA: Puede definir el comportamiento principal de las teclas de funcién en el menti Comportamiento de la tecla de funcion del
programa de configuracion del BIOS.

Tabla 16. Tareas secundarias de las teclas del teclado

Combinacion de teclas para la tarea Qué hace la tarea

fny F1 Silencia el sonido

fny F2 Disminuye el volumen de sonido

fny F3 Aumenta el volumen de sonido

fny F4 Apagar/encender el micréfono

fny F5 Cambia el brillo del teclado iluminado
fny F6 Disminuye el brillo de la pantalla

fny F7 Aumenta el brillo de la pantalla

fny F8 Cambia a la pantalla externa

fny F10 Imprime la pantalla (captura de pantalla)
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Tabla 16. Tareas secundarias de las teclas del teclado (continuacion)

Combinacién de teclas para la tarea

Qué hace la tarea

fny F11

Inicio (mueve el cursor al principio de la linea)

fny F12 Fin (mueve el cursor al final de la linea)
fny Esc Bloquea o desbloquea la tecla Fn
fny Ctrl Abre el menu de la aplicacion de software

Teclas con caracteres alternativos

Hay otras teclas en el teclado con caracteres alternativos. Los simbolos que se muestran en la parte inferior de estas teclas son los
caracteres principales que se escriben cuando se presiona la tecla; los simbolos que se muestran en la parte superior de estas teclas se
escriben cuando se presiona la tecla con la tecla Mayus. Por ejemplo, si presiona 2, se escribe 2; si presiona Mayus + 2, se escribe @.

Camara

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la cdmara de Latitude 5540.

Tabla 17. Especificaciones de la camara

Descripcion

Valor

Numero de cdmaras

Uno

Tipo de cdmara

Cémara RGB FHD
Cémara IR + RGB FHD

Camara RGB+IR FHD con sensor de luz ambiental, inicio de
sesion rapido con deteccion de presencia e Intelligent Privacy.

Ubicacién de la camara

Cémara frontal

Tipo de sensor de la cdmara

Tecnologia del sensor CMOS

Resolucion de la camara:

Imagen fija

2,07 megapixeles

Video

1920 x 1080 (FHD) a 30 fps

Resoluciéon de la cdmara infrarroja:

Imagen fija 0,23 megapixeles

Video 640 x 360 a 30 fps
Angulo de percepcion en diagonal:

Cémara 80 grados

Cémara infrarroja 86,6 grados

Panel tactil

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del panel tactil para Latitude 5540.
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Tabla 18. Especificaciones del panel tactil

Descripcién

Valores

Resolucion del panel tactil:

>300 PPP

Dimensiones del panel tactil:

Horizontal

15 mm (4,52 pulgadas)

Vertical

67 mm (2,64 pulgadas)

Gestos del panel tactil

disponibles en:

Para obtener més informacion acerca de los gestos del panel tactil

e Windows, consulte el articulo de la base de conocimientos de
Microsoft en support.microsoft.com
e Ubuntu, consulte ubuntu.com/support

Adaptador de alimentacién

En la tabla a continuacion, se enumeran las especificaciones del adaptador de alimentacion para Latitude 5540.

Tabla 19. Especificaciones del adaptador de alimentacion

Descripcion Opcién uno Opcién dos Opcién tres
Tipo e Adaptador de CA de 60 W, USB-C | Adaptador de CA de 65 W Adaptador de CA de
e Adaptador de CA de 60 W, USB- 100 W, USB-C
C, 2 pernos
Dimensiones del adaptador de alimentacion:
Altura 22 mm (0,86 pulgadas) 28 mm (1,10 pulgadas) 122 mm (4,80 pulgadas)
Anchura 55 mm (2,16 pulgadas) 112 mm (4,41 pulgadas) 60 mm (2.36 pulgadas)
Profundidad 66 mm (2,59 pulgadas) 26,50 (1,04 pulgadas) 26,50 (1,04 pulgadas)

Voltaje de entrada 100 V CA=200 V CA

100 V CA-200 V CA

100 V CA-200 V CA

Frecuencia de entrada | 50 Hz-60 Hz 50 Hz-60 Hz 50 Hz-60 Hz

Corriente de entrada 1,70 A 1,70 A 1,70 A

(maxima)

Corrignte de salida e 20V/3 A (continua) e 20V/3,25 A (continua) e 20V/5 A (continua)

(continua) e 15V/3 A (continua) e 15V/3 A (continua) e 15V/3 A (continua)
e 9V/3 A (continua) e 9V/3 A (continua) e 9V/3 A (continua)
e 5V/3 A (continua) e 5V/3 A (continua) e 5V/3 A (continua)

Voltaje nominal de salida | 20 vDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC 20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC 20 VDC/15 VDC/9

VDC/5 VDC

Intervalo de temperatura:

En funcionamiento [ pe 0 ©C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

De 0 °C a40 °C (de 32
OF 2104 °F)

Almacenamiento [ pe -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158

OF)

De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a
158 OF)

De -40 °C a 70 °C (de
-40 ©°F a 158 °F)
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Tabla 19. Especificaciones del adaptador de alimentacién (continuacion)

Descripcién

Opcién uno

| Opcion dos

Opcion tres

Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los
componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el
rendimiento de componentes especificos.

Bateria

En tabla a continuacién, se enumeran las especificaciones de la bateria de Latitude 5540.

Tabla 20. Especificaciones de la bateria

Descripcion

Opcioén uno

Opcién dos

Opcioén tres

Opcién cuatro

Tipo de baterfa

3 celdas, 42 Wh, iones
de litio, ExpressCharge +
ExpressCharge Boost

3 celdas, 42 Wh, iones de
litio, Ciclo de vida largo

3 celdas, 54 Wh, iones
de litio, ExpressCharge
+ ExpressCharge
Boost

3 celdas, 54 Wh, iones
de litio, Ciclo de vida
largo + ExpressCharge

Voltaje de la bateria

11,40 VCC

11,40 VCC

11,40 VCC

11,40 VCC

Peso de la bateria (minimo)

0,19 kg (0,41 b)

0,19 kg (0.411b)

0.22 kg (0.48 Ib)

0.22 kg (0.48 Ib)

Dimensiones de la bateria:

(2,71 pulgadas)

Altura 5,73 mm (0,22 pulgadas) [ 5,73 mm (0,22 pulgadas) 5,73 mm 5,73 mm

(0,22 pulgadas) (0,22 pulgadas)
Anchura | 263 mm (10,35 pulgadas) | 263 mm (10,35 pulgadas) 263 mm 263 mm

(10,35 pulgadas) (10,35 pulgadas)
Péofundid 68,90 mm (2,71 pulgadas) | 68,90 mm (2,71 pulgadas) | 68,90 mm 68,90 mm
a

(2,71 pulgadas)

Intervalo de temperatura:

OF a149 °F)

a 149 °F)

(de 4 °F a 149 °F)

En e (Carga:0°Ca45°C |e Carga:0°Ca4b©°C e (Carga:0°Ca e (Carga:0°Ca
fu.nciona (32 °F a 113 °F) (32 °F a 113 °F) 45°C (32 °Fa 45°C (32 °F a
miento e Descarga:de0°Ca |e Descarga: de0°Ca70 13 °F) 13 °F)
70 ©C (de 32 ©°F a 158 OC (de 32 °Fa158 °F) | e Descarga:de O °C |e Descarga:de 0 °C
°F) a 70 °C (de 32 °F a70°C (de 32 °F
a 158 °F) a 158 °F)
Almacena De -20°Ca65°C (de4 |De-20°Cab5°C (ded°F [De-20°Ca65°C De -20 °Ca 65 °C
miento

(de 4 OF a 149 °F)

Tiempo de funcionamiento
de la bateria

Varia en funcién

de las condiciones

de funcionamiento

y puede disminuir
significativamente bajo
ciertas condiciones de
Cconsumo intensivo.

Varia en funcién de

las condiciones de
funcionamiento y puede
disminuir significativamente
bajo ciertas condiciones de
COoNsSuUMo intensivo.

Varia en funcién

de las condiciones

de funcionamiento

y puede disminuir
significativamente bajo
ciertas condiciones de
CONSUMO intensivo.

Varia en funcién

de las condiciones

de funcionamiento

y puede disminuir
significativamente bajo
ciertas condiciones de
CONSUMO intensivo.

Tiempo de carga de la
bateria (aproximado)
(D|NOTA: Controle el
tiempo de carga,
la duracion, la hora
de inicio vy fin,

o Del0 % al 35 %
en 20 minutos
(ExpressCharge
Boost)

e 380 %en1hora

80 % en 1hora
2 horas para
completarse

e 3 horas para
completarse (carga
estandar)

e Del0 % al 35 %
en 20 minutos
(ExpressCharge
Boost)

e 80 %en1hora

80 % en 1hora
2 horas para
completarse

e 3 horas para
completarse (carga
estandar)
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Tabla 20. Especificaciones de la bateria (continuacion)

Descripcién Opcién uno Opcion dos Opcion tres Opcion cuatro
etc., mediante la e 2 horas para e 2 horas para
aplicacion Dell Power completarse completarse
Manager. Para obtener | e 3 horas para e 3 horas para
mas informacion sobre completarse (carga completarse (carga
Dell Power Manager, estandar) estandar)
consulte Me and My
Dell en www.dell.com.
Pila de tipo boton CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los
componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el
rendimiento de componentes especificos.

Dell recomienda que cargue la bateria con regularidad para tener un consumo de energia 6ptimo. Si la
carga de la bateria se agota por completo, conecte el adaptador de alimentacién, encienda la computadora y reiniciela

para reducir el consumo de energia.

Pantalla

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la pantalla de Latitude 5540.

Tabla 21. Especificaciones de la pantalla

Descripcion

Opcioén uno

Opcién dos

Opcioén tres

Tipo de pantalla

Alta definicion total (FHD) de
15 pulgadas

Alta definicion total (FHD) de
15 pulgadas

Alta definicion completa (FHD)
de 15 pulgadas, ComfortView
Plus con luz azul baja, ahorro de

bateria

Opciones tactiles

No

S

No

Tecnologia del panel de pantalla

In-Plane Switching (IPS)

In-Plane Switching (IPS)

In-Plane Switching (IPS)

Dimensiones del panel de
pantalla (area activa):

Altura 193,60 mm (7,62 pulgadas) 193,60 mm (7,62 pulgadas) 193,60 mm (7,62 pulgadas)
Anchura 344,20 mm (13,55 pulgadas) 344,20 mm (13,55 pulgadas) 344,20 mm (13,55 pulgadas)
Diagonal 396 mm (15,60 pulgadas) 396 mm (15,60 pulgadas) 396 mm (15,60 pulgadas)

Resolucion nativa del panel de | 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
pantalla

Luminancia (tipico) 250 nits 250 nits 400 nits
Megapixeles 262 144 colores 262 144 colores 16 777 216 colores

Gama de colores

NTSC del 45 %

NTSC del 45 %

sRGB del 100 %

Pixeles por pulgada (PPP)

141

141

141

Relacion de contraste (tipica)

700:1

7001

800:1
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Tabla 21. Especificaciones de la pantalla (continuacién)

Descripcion Opcioén uno Opcion dos Opcion tres
Tiempo de respuesta (maximo) |35 mgs 35 ms 35 ms

Velocidad de actualizacion 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Angulo de vision horizontal 80 +/- grados 80 +/- grados 80 +/- grados
Angulo de vision vertical 80 +/- grados 80 +/- grados 80 +/- grados
Separacion entre pixeles 0179 x 0,179 mm 0,179 x 0,179 mm 0,179 x 0,179 mm
Consumo de energia (maximo) | 460 W 460 W 450 W
Antirreflejo contra acabado Antirreflejo Antirreflejo Antirreflejo
brillante

Lector de huellas digitales (opcional)

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del lector de huellas digitales de su Latitude 5540.

Tabla 22. Especificaciones del lector de huellas digitales

Descripcién Valores
Tecnologia del sensor del lector de huellas digitales Capacitiva
Resolucion del sensor del lector de huellas digitales 500 dpi

Tamario del pixel del sensor del lector de huellas digitales 108 mm x 88 mm

Sensor

En la tabla siguiente, se enumeran los sensores de Latitude 5540.

Tabla 23. Sensor

Soporte del sensor

Sensor de luz ambiental

Acelerémetro en la base: ST Micro LIS2DW12TR

Acelerébmetro en la bisagra hacia arriba (configuracion de venta con cdmara Emza/ALS/IR): ST Micro LNG2DMTR

GPU: integrada

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de graficos (GPU) integrada soportada por Latitude
5540.

Tabla 24. GPU: integrada

Controladora Soporte para pantalla Tamaiio de la memoria Procesador
externa
Graficos UHD Intel Un puerto HDMI 2.0 Memoria de canal Unico Intel Core i3 de 13.2 generacion
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Tabla 24. GPU: integrada (continuacién)

Controladora Soporte para pantalla Tamaiio de la memoria Procesador

externa

Intel Core i5/17 de
13.2 generacion

Gréficos Intel Iris X® Un puerto HDMI 2.0 Memoria de doble canal

GPU: discreta

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gréaficos (GPU) discretos soportada por Latitude
5540.

Tabla 25. GPU: discreta

Controladora Tamaiio de la memoria Tipo de memoria

NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6

Compatible con pantalla externa

En la tabla siguiente, se proporciona la compatibilidad con pantalla externa de Latitude 5540.

Tabla 26. Compatible con pantalla externa

Tarjeta grafica

Pantallas externas compatibles con
pantalla de laptop habilitada

Pantallas externas compatibles con
pantalla de laptop deshabilitada

Gréficos Intel Iris X®

3

4

Gréficos UHD Intel

3

4

NOTA: Para obtener mas informacion sobre la compatibilidad con pantalla externa, consulte la Guia de conexion de pantalla externa
en www.dell.com/support.

®

Seguridad de hardware

En la tabla siguiente, se enumera la seguridad de hardware de Latitude 5540.

Tabla 27. Seguridad de hardware

Seguridad de hardware

Modulo de plataforma segura (TPM) 2.0 discreta

Certificacion FIPS 140-2 para el TPM

Certificacién de TCG para TPM (Trusted Computing Group)

Lector de huellas digitales en botén de encendido, unido a ControlVault 3

Autenticacion avanzada de ControlVault 3 con certificacion de nivel 3 de FIPS 140-2

Tarjeta inteligente con contacto y ControlVault 3

Tarjeta inteligente sin contacto, NFC y ControlVault 3

SED SSD NVMe, SSD y HDD (Opal y no Opal) por SDL

FIPS 201 de exploracién completa FPR y ControlVault 3
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Lector de tarjetas inteligentes

Lector de tarjetas inteligentes sin contacto

En esta seccioén, se enumeran las especificaciones del lector de tarjetas inteligentes sin contacto para Latitude 5540.

Tabla 28. Especificaciones del lector de tarjetas inteligentes sin contacto

para el uso y el procesamiento

Titulo Descripcion Lector de tarjetas inteligentes sin
contacto Dell ControlVault 3 con NFC
Soporte de tarjeta Felica Lectora y software con compatibilidad para | Si
tarjetas sin contacto Felica
Compatibilidad con tarjeta ISO 14443 de Lectora y software con compatibilidad para | Sf
tipo A tarjetas sin contacto ISO 14443 de tipo A
Compatibilidad con tarjetas ISO 14443 de Lectora y software con compatibilidad para | Sf
tipo B tarjetas sin contacto ISO 14443 de tipo B
ISO/IEC 21481 Lectora y software con compatibilidad para | Si
tokens y tarjetas sin contacto que cumplen
con los requisitos de ISO/IEC 21481
ISO/IEC 18092 Lectora y software con compatibilidad para | Si
tokens y tarjetas sin contacto que cumplen
con los requisitos de ISO/IEC 21481
Compatibilidad con tarjetas ISO 15693 Lectora y software con compatibilidad para | Si
tarjetas sin contacto ISO 15693
Compatibilidad con etiqueta NFC Compatible con la lectura y el Si
procesamiento de informacion de etiquetas
que cumplen con los requisitos de NFC
Modo de lectora NFC Compatibilidad con el modo de lectora Si
definido por NFC Forum
Modo de escritora de NFC Compatibilidad con el modo de escritora Si
definido por NFC Forum
Modo de pares de NFC Compatibilidad con el modo de pares Si
definido por NFC Forum
Interfaz de sistema operativo de proximidad | Enumera el dispositivo de NFP (proximidad | Si
de NFC de campo) que debe utilizar el sistema
operativo
Interfaz de sistema operativo de PC/SC Especificacion de tarjeta inteligente/ Si
computadora personal para la integracion
de lectoras de hardware en ambientes de
computadora personal
Cumplimiento de normas del controlador de | Compatibilidad con controlador comun para | Si
CCID dispositivos de interfaz de tarjeta de circuito
integrado de controladores a nivel del
sistema operativo
Compatibilidad con Dell ControlVault El dispositivo se conecta a Dell ControlVault | Si

@l NOTA: Las tarjetas de proximidad de 125 KHz no son compatibles.
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Tabla 29. Tarjetas compatibles

Fabricante Tarjeta

HID Tarjeta A JCOP readertest3 (14443a)
1430 1L
DESFire D8H
iClass (heredada)
SEOS iClass

NXP/Mifare Tarjetas de PVC blancas Mifare DESFire 8K
Tarjetas de PVC blancas Mifare Classic 1K
Tarjeta ISO NXP Mifare Classic S50

G&D idOnDemand: SCE3.2 144K
FIPS SCE6.0 80K Dual+ 1K Mifare
No FIPS SCE6.0 80K Dual+ 1K Mifare
FIPS SCE6.0 144K Dual + 1K Mifare
No FIPS SCEB.0 144K Dual + 1K Mifare
FIPS SCE7.0 144K

Oberthur idOnDemand: OCS5.2 80K

Tarjeta ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0

Lector de tarjetas inteligentes con contacto

En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones del lector de tarjetas inteligentes con contacto que admite Latitude 5540.

Tabla 30. Especificaciones del lector de tarjetas inteligentes con contacto

Titulo Descripcion Lector de tarjetas inteligentes con Dell
ControlVault 3

Compatibilidad con tarjeta ISO 7816-3 de LLector con capacidad para leer tarjetas Si

clase A inteligentes alimentadas por 5 V

Compatibilidad con tarjeta ISO 7816-3 de Lector con capacidad para leer tarjetas Si

clase B inteligentes alimentadas por 3V

Compatibilidad con tarjeta ISO 7816-3 de Lector con capacidad para leer tarjetas Si

clase C inteligentes alimentadas por 1.8V

Cumple con los requisitos de ISO 7816-1 Especificacion para la lectora Si

Cumple con los requisitos de ISO 7816-2 Especificaciones para las caracteristicas No aplicable
fisicas de dispositivo de tarjeta inteligente
(tamafio, ubicacion de puntos de conexion,
etc.)

Compatibilidad con T=0 Las tarjetas son compatibles con la Si
transmision a nivel de caracteres

Compatibilidad con T=1 Las tarjetas son compatibles con la Si
transmision a nivel de bloque

Cumple con los requisitos de EMVCo Compatible con los estandares de tarjetas Si
inteligentes de EMVCo (para estandares de
pago electrénico), segun lo publicado en
WWW.emvco.com
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Tabla 30. Especificaciones del lector de tarjetas inteligentes con contacto (continuacion)

HSPD-12) mediante GSA

FIPS 201/PIV/HSPD-12

Titulo Descripcién Lector de tarjetas inteligentes con Dell
ControlVault 3
Certificado por EMVCo Estandares de tarjetas inteligentes basados | Sf
en EMVCO formalmente certificados
Interfaz de sistema operativo de PC/SC Especificacion de tarjeta inteligente/ Si
computadora personal para la integracion
de lectoras de hardware en ambientes de
computadora personal
Cumplimiento de normas del controlador de | Compatibilidad con controlador comun para | Si
CCID dispositivos de interfaz de tarjeta de circuito
integrado de controladores a nivel del
sistema operativo.
Certificacion de Windows Dispositivo certificado por WHCK Si
Cumple con los requisitos de FIPS 201 (PIV/ | El dispositivo cumple con los requisitos de Si

Entorno de almacenamiento y funcionamiento

En esta tabla, se enumeran las especificaciones de funcionamiento y almacenamiento de Latitude 5540.

Nivel de contaminacién transmitido por el aire: G1segun se define en ISA-S71.04-1985

Tabla 31. Entorno del equipo

Descripcion

En funcionamiento

Almacenamiento

Intervalo de temperatura

De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)

De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa (maxima)

De 10 % a 90 % (sin condensacion)

De 0 % a 95 % (sin condensacion)

Vibracion (méxima)”™

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Impacto (méaximo)

110 Gt

160 Gt

Rango de altitud

-15,2 m a 3048 m (-49,87 pies a
10 000 pies)

-15,2 m a 10 668 m (-49,87 pies a
35 000 pies)

Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los
componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el
rendimiento de componentes especificos.

* Medido utilizando un espectro de vibracién aleatoria que simula el entorno del usuario.

T Medido con un pulso de media onda sinusoidal de 2 ms.

Politica de soporte de Dell

Para obtener més informacion sobre la politica de soporte, busgue en el recurso de la base de conocimientos en www.dell.com/support.

ComfortView Plus

A AVISO: La exposicion prolongada a la luz azul de la pantalla puede dar lugar a efectos a largo plazo, como tensién, fatiga

o deterioro de la vision.
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La luz azul es un color en el espectro que tiene una longitud de onda breve y alta energia. La exposiciéon prolongada a la luz azul, en
particular de fuentes digitales, puede afectar los patrones de suefio y causar efectos a largo plazo, como tensién, fatiga o deterioro de la
vision.

La pantalla de esta computadora esté disefiada para minimizar la luz azul y cumple con los requisitos de TUV Rheinland para pantallas de
luz azul baja.

El modo de luz azul baja esté activado de fabrica, por lo que no es necesario realizar ninguna configuracion adicional.

Para reducir el riesgo de deterioro de la vision, también se recomienda lo siguiente:

Cologue la pantalla en una posicion de visualizacién cémoda, a entre 20 y 28 pulgadas (50 y 70 cm) de distancia de los ojos.
Parpadee con frecuencia para humedecer los 0jos, moje sus 0jos con agua o utilice gotas oculares adecuadas.

Quite la vista de la pantalla y mire un objeto a una distancia de al menos 609,60 cm (20 pies) durante, al menos, 20 segundos en cada

descanso.
e Tomese un descanso extendido durante 20 minutos, cada dos horas.

Uso del obturador de privacidad

1. Deslice el obturador de privacidad hacia la izquierda para acceder a la lente de la camara.
2. Deslice el obturador de privacidad hacia la derecha para cubrir la lente de la cdmara.

llustracion 1. Obturador de la camara

Dell Optimizer

En esta seccion, se proporcionan las especificaciones de Dell Optimizer para Latitude 5540.

En Latitude 5540 con Dell Optimizer, se admiten las siguientes caracteristicas:
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ExpressConnect: une automéaticamente el punto de acceso con la sefial mas sélida y dirige el ancho de banda a las aplicaciones de
conferencia cuando est4 en uso.

ExpressSign-in: el sensor de proximidad de la tecnologia de deteccion de contexto de Intel detecta su presencia para encender la
computadora € iniciar sesion instantaneamente mediante la camara de IR y la caracteristica de Windows Hello. Windows se bloquea
cuando se aleja.

ExpressResponse: prioriza las aplicaciones mas importantes. Las aplicaciones se abren més rapido y funcionan mejor.
ExpressCharge™: extiende el tiempo de ejecucion de la bateria y mejora el rendimiento de la bateria mediante la adaptacion a sus
patrones.

Intelligent Audio: colabore como si estuviera en la misma sala. Intelligent Audio mejora la calidad de audio y reduce los ruidos de fondo
para que pueda escuchar y ser escuchado, lo que genera una mejor experiencia de conferencia para todos.

Para obtener més informacién sobre la configuracion y el uso de estas caracteristicas, consulte la Guia del usuario de Dell Optimizer.
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Manipulacion del interior de la computadora

Instrucciones de seguridad

Utili

ce las siguientes reglas de seguridad para proteger su computadora de posibles dafios y garantizar su seguridad personal. A menos que

se indique lo contrario, en cada procedimiento incluido en este documento se asume que ha leido la informacién de seguridad enviada con
la computadora.

A

A

®

AVISO: Antes de trabajar dentro de la computadora, lea la informacién de seguridad enviada. Para obtener informacién
adicional sobre practicas de seguridad recomendadas, consulte la pagina principal de cumplimiento normativo en
www.dell.com/regulatory_compliance.

AVISO: Desconecte todas las fuentes de energia antes de abrir la cubierta o los paneles de la computadora. Una vez que
termine de trabajar en el interior de la computadora, reemplace todas las cubiertas, los paneles y los tornillos antes de
conectarla a una toma de corriente.

Para evitar dafar la computadora, asegurese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia y
seca.

Para evitar dafiar los componentes y las tarjetas, manipulelos por los bordes y no toque los pins ni los
contactos.

Solo debe realizar la solucion de problemas y las reparaciones segin lo autorizado o sefialado por el
equipo de asistencia técnica de Dell. La garantia no cubre los dafios por reparaciones no autorizadas por Dell. Consulte
las instrucciones de seguridad enviadas con el producto o en www.dell.com/regulatory_compliance.

Antes de tocar los componentes del interior del equipo, descargue la electricidad estatica de su cuerpo;
para ello, toque una superficie metalica sin pintar, como el metal de la parte posterior del equipo. Mientras trabaja,
toque periodicamente una superficie metalica sin pintar para disipar la electricidad estatica, que podria daiar los
componentes internos.

Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lengiieta de tiro, no directamente del cable.
Algunos cables tienen conectores con lenglietas de bloqueo o tornillos mariposa que debe desenganchar antes de
desconectar el cable. Cuando desconecte cables, manténgalos alineados de manera uniforme para evitar que los pins de
conectores se doblen. Cuando conecte cables, aseglrese de que los puertos y conectores estén orientados y alineados
correctamente.

Presione y expulse las tarjetas que pueda haber instaladas en el lector de tarjetas multimedia.

Tenga cuidado cuando maneje baterias de iones de litio en laptops. Las baterias hinchadas no se deben
utilizar y se deben reemplazar y desechar correctamente.

NOTA: Es posible que el color del equipo y de determinados componentes tengan un aspecto distinto al que se muestra en este
documento.

Antes de manipular el interior del equipo

Pasos

1.

Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todas las aplicaciones abiertas.

2. Apague el equipo. En el caso del sistema operativo Windows, haga clic en Inicio > O Encender > Apagar.
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@ NOTA: Si utiliza otro sistema operativo, consulte la documentacion de su sistema operativo para conocer las instrucciones de
apagado.

Desconecte su equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentacion eléctrica.

Desconecte del equipo todos los dispositivos de red y periféricos conectados como el teclado, el mouse y el monitor.
Extraiga cualquier tarjeta de medios y disco optico de la computadora, si corresponde.

Ingrese al modo de servicio si puede encender la computadora.

Modo de servicio

El modo de servicio se utiliza para cortar la alimentacion sin desconectar el cable de la bateria de la tarjeta madre antes de realizar
reparaciones en la computadora.

Si no puede encender la computadora para ponerla en modo de servicio o la computadora no es
compatible con el modo de servicio, desconecte el cable de la bateria. Para desconectar el cable de la bateria, siga los
pasos que se indican en Extraccion de la bateria.

®| NOTA: Asegurese de que la computadora esté apagada y que el adaptador de CA esté desconectado.

a. Mantenga presionada la tecla <B> en el teclado y presione el botén de encendido durante 3 segundos o hasta que el logotipo de
Dell aparezca en la pantalla.

b. Presione cualquier tecla para continuar.

c. Siel adaptador de CA no se desconectd, aparecera un mensaje en pantalla que le solicitara que quite el adaptador de CA. Quite el
adaptador de CA y, a continuacion, presione cualquier tecla para continuar con el proceso del Modo de servicio. El proceso del
Modo de servicio omite automaticamente el siguiente paso si la etiqueta del propietario de la computadora no fue configurada
previamente por el fabricante.

d. Cuando el mensaje listo para continuar aparezca en la pantalla, presione cualquier tecla para continuar. La computadora emitira
tres pitidos cortos y se apagara inmediatamente.

e. Una vez que la computadora se apaga, ingresé correctamente al modo de servicio.

®| NOTA: Si no puede encender la computadora o no puede ingresar al Modo de servicio, omita este proceso.

Precauciones de seguridad

El capitulo de precauciones de seguridad detalla los pasos principales que se deben realizar antes de llevar a cabo cualquier instruccion de
desensamblaje.

Antes de realizar cualquier procedimiento de instalacion o reparacion que implique ensamblaje 0 desensamblaje, tenga en cuenta las
siguientes precauciones de seguridad:

Apague el sistema y todos los periféricos conectados.

Desconecte el sistema y todos los periféricos conectados de la alimentacion de CA.

Desconecte todos los cables de red, teléfono o lineas de telecomunicaciones del sistema.

Utilice un kit de servicios de campo contra ESD cuando trabaje en el interior de cualquier para evitar dafios por descarga electrostéatica
(ESD).

Después de quitar cualguier componente del sistema, coldquelo con cuidado encima de una alfombrilla antiestatica.

Utilice zapatos con suelas de goma no conductora para reducir la posibilidad de electrocutarse.

Alimentacion en modo en espera

Debe desenchufar los productos Dell con alimentacion en espera antes de abrir la carcasa. Los sistemas que incorporan energia en modo
en espera estan esencialmente encendidos durante el apagado. La alimentacion interna permite encender el sistema de manera remota
(Wake-on-LAN) y suspenderlo en modo de reposo, y tiene otras funciones de administracion de energia avanzadas.

Desenchufar el equipo y mantener presionado el botén de encendido durante 15 segundos deberia descargar la energia residual en la
tarjeta madre.
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Bonding

El bonding es un método para conectar dos o0 méas conductores de conexion a tierra a la misma toma potencial. Esto se lleva a cabo

con un kit de descarga electrostatica (ESD) de servicio de campo. Cuando conecte un cable en bonding, asegurese siempre de que esté
conectado directamente al metal y no a una superficie pintada o no metalica. La mufiequera debe estar fija y en contacto total con la piel.
Asegurese de quitarse todos los accesorios, como relojes, brazaletes o anillos, antes de realizar bonding con el equipo.

Proteccion contra descargas electrostaticas (ESD)

La ESD es una preocupacion importante cuando se manipulan componentes electréonicos, especialmente componentes sensibles como
tarjetas de expansion, procesadores, memorias DIMM vy tarjetas madre del sistema. Cargas muy ligeras pueden dafiar los circuitos de
maneras que tal vez no sean evidentes y causar, por ejemplo, problemas intermitentes o acortar la duracion de los productos. Mientras la
industria exige requisitos de menor alimentacién y mayor densidad, la proteccion contra ESD es una preocupaciéon que aumenta.

Debido a la mayor densidad de los semiconductores utilizados en los Ultimos productos Dell, la sensibilidad a dafios estéaticos es
actualmente mas alta que la de los productos Dell anteriores. Por este motivo, ya no se pueden aplicar algunos métodos previamente
aprobados para la manipulacion de piezas.

Dos tipos reconocidos de darios por ESD son catastréficos e intermitentes.

e Catastroéficos: las fallas catastroficas representan aproximadamente un 20 por ciento de las fallas relacionadas con la ESD. El dafio
origina una pérdida total e inmediata de la funcionalidad del dispositivo. Un ejemplo de falla catastréfica es una memoria DIMM que
ha recibido un golpe estatico, lo que genera inmediatamente un sintoma "No POST/No Video" (No se gjecuta la autoprueba de
encendido/no hay reproduccion de video) con un cédigo de sonido emitido por falta de memoria 0 memoria no funcional.

e Intermitentes: las fallas intermitentes representan aproximadamente un 80 por ciento de las fallas relacionadas con la ESD. La alta
tasa de fallas intermitentes significa que la mayor parte del tiempo no es facil reconocer cuando se producen dafios. La DIMM recibe
un golpe estético, pero el trazado tan solo se debilita y no refleja inmediatamente los sintomas relacionados con el dafio. El seguimiento
debilitado puede tardar semanas 0 meses en desaparecer y, mientras tanto, puede causar degradacion en la integridad de la memoria,
errores intermitentes en la memoria, etc.

El tipo de dafo mas dificil de reconocer y solucionar es una falla intermitente (también denominada latente).

Realice los siguientes pasos para evitar dafios por ESD:

e Ultilice una pulsera de descarga electrostéatica con cable que posea una conexion a tierra adecuada. Ya no se permite el uso de
mufiequeras antiestéaticas inalambricas porque no proporcionan proteccion adecuada. También, tocar el chasis antes de manipular las
piezas no garantiza la adecuada proteccion contra ESD en piezas con mayor sensibilidad a dafios por ESD.

e Manipule todos los componentes sensibles a la electricidad estatica en un érea segura. Si es posible, utilice almohadillas antiestaticas
para el suelo y la mesa de trabajo.

e Cuando saque un componente sensible a la estética de la caja de envio, no saque el material antiestatico del componente hasta que
esté listo para instalarlo. Antes de abrir el embalaje antiestéatico, aseglrese de descargar la electricidad estatica del cuerpo.

e Antes de transportar un componente sensible a la estética, coldbguelo en un contenedor o un embalaje antiestatico.

Kit de servicios de campo contra ESD

El kit de servicio de campo no supervisado es el que mas se utiliza. Cada uno de los kits de servicio de campo incluye tres componentes
principales: la alfombrilla antiestatica, la mufiequera y el cable de bonding.

Componentes de un kit de servicio de campo contra ESD

Los componentes de un kit de servicio de campo contra ESD son los siguientes:

e Alfombrilla antiestatica: la alfombirilla antiestéatica es disipativa y se pueden colocar piezas en ella durante los procedimientos de
servicio. Cuando utilice una alfombrilla antiestéatica, debe ajustar su mufiequera y conectar el cable de bonding a la alfombirilla y al
metal del sistema en el que est4 trabajando. Una vez implementadas correctamente, las piezas de repuesto se pueden quitar de la
bolsa contra ESD y se pueden colocar directamente sobre la alfombrilla. Los objetos sensibles contra ESD son seguros en su mano, la
alfombirilla contra ESD, el sistema o el interior de una bolsa.

e Muiequera y cable de bonding: la muriequera y el cable de bonding se pueden conectar directamente entre la murieca y el metal del
hardware si no es necesaria la alfombirilla contra ESD o a la alfombirilla antiestéatica para proteger el hardware colocado temporalmente
en la alfombirilla. La conexion fisica de la mufiequera y el cable de bonding entre la piel, la alfombrilla contra ESD y el hardware se
conoce como bonding. Utilice Unicamente kits de servicio de campo con una mufiequera, una alfombrilla y un cable de bonding. Nunca
use mufiequeras inalambricas. Tenga en cuenta que los cables internos de una mufiequera son propensos a dafiarse debido al desgaste
natural, por lo que se deben comprobar regularmente con un probador de mufiequeras a fin de evitar cualquier dafio accidental en el
hardware contra ESD. Se recomienda probar la mufiequera y el cable de bonding, como minimo, una vez por semana.
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Prueba de la muiiequera contra ESD: los cables dentro de una correa contra ESD son propensos a sufrir dafios con el tiempo.
Cuando se utiliza un kit no supervisado, es recomendable probar peridédicamente la correa antes de cada llamada de servicio y, como
minimo, una vez por semana. Un probador de mufiequera es el mejor método para llevar a cabo esta prueba. Si no tiene su propio
probador de mufiegquera, consulte con su oficina regional para averiguar si tienen uno. Para realizar la prueba, conecte el cable de
bonding de la mufiequera en el probador mientras esté alrededor de la mufieca y presione el botdn para realizar la prueba. Una luz LED
verde se encendera si la prueba es satisfactoria; una luz LED roja se encendera y sonara una alarma si la prueba no es satisfactoria.
Elementos aislantes: es muy importante mantener los dispositivos sensibles a ESD, como las cajas de plastico de los disipadores de
calor, alejados de las piezas internas que son aislantes y a menudo estan muy cargadas.

Entorno de trabajo: antes de implementar el kit de servicio de campo contra ESD, evalle la situacion en la ubicacion del cliente. Por
ejemplo, implementar el kit para un entorno de servidor es diferente que para un entorno de computadoras de escritorio o portatiles.
Normalmente, los servidores se instalan en un estante dentro de un centro de datos; las computadoras de escritorio o portétiles suelen
colocarse en escritorios 0 cubiculos de oficina. Busque siempre una zona de trabajo grande, abierta, plana vy libre de obstéaculos, con el
tamafio suficiente para implementar el kit contra ESD y con espacio adicional para alojar el tipo de sistema que se reparara. El espacio
de trabajo también debe estar libre de aislantes que puedan provocar un evento de ESD. En el area de trabajo, los aislantes como el
poliestireno expandido y otros plasticos se deben alejar, al menos, 12 pulgadas o 30 centimetros de partes sensibles antes de manipular
fisicamente cualquier componente de hardware.

Embalaje contra ESD: todos los dispositivos sensibles a ESD se deben enviar y recibir en embalaje protegido contra estatica. Son
preferibles las bolsas metélicas y protegidas contra estatica. Sin embargo, siempre deberia devolver las piezas dafiadas en la misma
bolsa o embalaje contra ESD en que llegd la nueva pieza. La bolsa contra ESD se debe doblar y pegar con cinta adhesiva, y se

deben usar todos los mismos materiales de embalaje de poliestireno expandido en la caja original en la que llegd la nueva pieza. Los
dispositivos sensibles a ESD se deben quitar del embalaje solamente en superficies de trabajo con proteccion contra ESD, y las piezas
nunca se deben colocar encima de la bolsa contra ESD, ya que solamente la parte interior de la bolsa esta blindada. Siempre coloque las
piezas en la mano, en la alfombrilla protegida contra ESD, en el sistema o dentro de una bolsa antiestética.

Transporte de componentes sensibles: cuando transporte componentes delicados a ESD, como por ejemplo, piezas de recambio

0 piezas que hay que devolver a Dell, es muy importante que las coloque dentro de bolsas antiestéaticas para garantizar un transporte
seguro.

Resumen sobre la proteccion contra descargas electricas

Se recomienda que se utilicen las habituales mufiequeras de conexion a tierra contra ESD vy las alfombrillas antiestaticas de proteccion
siempre que reparen productos Dell. Ademas, es fundamental que las piezas sensibles se mantengan separadas de todas las piezas
aislantes mientras se realizan las reparaciones y que usen bolsas antiestéticas para transportar componentes sensibles.

Transporte de componentes delicados

Cuando transporte componentes sensibles a descarga electroestatica, como, piezas de reemplazo o piezas que hay que devolver a Dell, es
muy importante que las coloque dentro de bolsas antiestaticas para garantizar un transporte seguro.

Después de manipular el interior de la computadora

Sobre esta tarea

®| NOTA: Dejar tornillos sueltos o flojos en el interior de su equipo puede dafiar gravemente su equipo.

Pasos

1. Cologue todos los tornillos y aseglrese de que ninguno quede suelto en el interior de equipo.

2. Conecte todos los dispositivos externos, los periféricos y los cables que haya extraido antes de manipular el equipo.
3. Coloque las tarjetas multimedia, los discos y cualquier otra pieza que haya extraido antes de manipular el equipo.

4. Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma eléctrica.

5. Encienda el equipo.

BitLocker

38

Si BitLocker no se suspende antes de actualizar el BIOS, la préoxima vez que reinicie, el sistema no
reconocera la clave de BitLocker. Se le pedira que introduzca la clave de recuperacion para continuar y el sistema
la solicitara en cada reinicio. Si no conoce la clave de recuperacién, esto puede provocar la pérdida de datos o una
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reinstalacion del sistema operativo innecesaria. Para obtener mas informacion sobre este tema, consulte el articulo de la
base de conocimientos: Actualizacion del BIOS en sistemas de Dell con BitLocker habilitado.

La instalacion de los siguientes componentes activa BitLocker:

e Unidad de disco duro o de estado solido

e Tarjeta madre

Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento podrian requerir el uso de las siguientes herramientas:

e Destornillador Phillips n.2 0/n.© 1

e Punzoén de plastico

Lista de tornillos

@ NOTA: Cuando quite los tornillos de un componente, se recomienda que anote el tipo y la cantidad de tornillos, y que los cologue en

reemplace el componente.

@ NOTA: Algunas computadoras tienen superficies magnéticas. Aseglrese de que los tornillos no se queden pegados a esa superficie
cuando reemplace un componente.

@ NOTA: El color de los tornillos puede variar segun la configuracion solicitada.

Tabla 32. Lista de tornillos

una caja de almacenamiento de tornillos. Esto sirve para garantizar que se restaure el tipo y el nimero de tornillos correcto cuando se

Componente Tipo de tornillo Cantidad Imagen del tornillo
Soporte de WWAN 5G M2x3 1 ?
Blindaje térmico para WWAN 5G| M2x3 2 ?
Unidad de estado sdlido M.2 2230 | M2x3 1 ?
enlas ranuras 1y 2

Blindaje térmico de la unidad de M2x3 2 ?
estado sdlido en la ranura 1

Trama interna del ensamblaje M2x3 12 ?
Ventilador del sistema M2x4 2 ?
Disipador de calor M2x4 1 ?
Cable de pantalla M2x3 2 ?
Soporte de Type C M2x4 3 ?
Tarjeta madre M2x3 3 ?
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Tabla 32. Lista de tornillos (continuacién)

Componente Tipo de tornillo Cantidad Imagen del tornillo
Botén de encendido M2x2.5 2 @

Teclado M2x2 21 ’

Ensamblaje de la pantalla M2x3 2 ?

Panel de pantalla M2.5x3.5 4 %/

Bisagras de la pantalla M2.5x3.5 2 e

Soporte del lector de huellas M2x3 1 ?

digitales

Lector de tarjetas inteligentes M2x2 2 ’

Componentes principales de Latitude 5540

En la siguiente imagen, se muestran los componentes principales de Latitude 5540.
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7.
9.
M.

13.
15.

17.
19.
21.

23.
25.
27.

Cubierta de la base
Disipador de calor
Parlantes

Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
Bisagras derechas

Modulo de la camara

Panel de pantalla

Cubierta posterior de la pantalla
Bisagra izquierda

Teclado

Botdn de encendido

Lector de huellas digitales
Tarjeta WWAN 4G

Tarjeta WLAN

Bateria
Ventilador del sistema

Blindaje térmico de la unidad de estado sélido M.2 2230/2280
para unidad de estado sdlido en la ranura 1

Tarjeta madre

. Panel tactil

. Embellecedor de la pantalla

. Cable de pantalla

. Placa del sensor con cable

. Ensamblaje del reposamanos

. Pila de tipo botén

. Trama interna del ensamblaje

. Médulo de memoria

. Soporte de la tarjeta WWAN 4G

@ NOTA: Dell proporciona una lista de componentes y sus nimeros de referencia para la configuracion del sistema original adquirida.
Estas piezas estan disponibles de acuerdo con la cobertura de la garantia adquirida por el cliente. Pongase en contacto con el
representante de ventas de Dell para obtener las opciones de compra.

42
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Extraccion e instalacion de unidades
reemplazables por el cliente (CRU)

LLos componentes reemplazables en este capitulo son unidades reemplazables por el cliente (CRU).
Los clientes solo pueden reemplazar las unidades reemplazables de cliente (CRU) siguiendo las

precauciones de seguridad y los procedimientos de reemplazo.

@l NOTA: Las imégenes en este documento pueden ser diferentes de la computadora en funcion de la configuracion que haya solicitado.

Bandeja para tarjetas SIM (opcional)

Extraccion de la bandeja para tarjetas SIM (opcional)

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.

@ NOTA: El procedimiento de extraccion de la bandeja para tarjetas SIM solo se aplica a las computadoras que se envian con un modulo
de WWAN.

Quitar la tarjeta SIM cuando la computadora esta encendida puede provocar la pérdida de datos o dafiar
la tarjeta. Asegurese de que la computadora esta apagada o que las conexiones de red estén desactivadas.

Extraccion e instalacion de unidades reemplazables por el cliente (CRU) 43



Sobre esta tarea

Pasos

1. Inserte un pin en el orificio de liberacion para soltar la bandeja de la tarjeta SIM.

2. Empuije el pin para desenganchar el candado y eyectar la bandeja de la tarjeta SIM.
3. Deslice la bandeja para tarjetas SIM hacia afuera de la ranura de la computadora.
4. Extraiga la tarjeta SIM de su bandeja.

5. Deslice y empuje la bandeja de la tarjeta SIM dentro de la ranura nuevamente.

Instalacion de la bandeja para tarjetas SIM (opcional)

Requisitos previos

NOTA: El procedimiento de instalacion de la bandeja para tarjetas SIM solo se aplica a las computadoras que se envian con un méddulo
de WWAN.

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalacion.
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Sobre esta tarea

Pasos

Inserte un pin en el orificio de liberacion para soltar la bandeja de la tarjeta SIM.
Empuje el pin para desenganchar el candado y eyectar la bandeja de la tarjeta SIM.
Deslice la bandeja para tarjetas SIM hacia afuera de la ranura de la computadora.

AoN 2

Alinee y coloque la tarjeta SIM en la ranura dedicada de la bandeja para tarjeta SIM, con el contacto metélico de la tarjeta SIM hacia
arriba.

o

Alinee la bandeja para tarjetas SIM con la ranura de la computadora y deslicela hacia adentro con cuidado.
6. Deslice la bandeja para tarjetas SIM en la ranura hasta que encaje en su lugar.

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se describen en Después de manipular el interior de la computadora.

Cubierta de la base

Extraccion de la cubierta de la base

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
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NOTA: Asegurese de que la computadora esté en modo de servicio. Para obtener mas informacion, consulte Antes de manipular
el interior de la computadora.

A PRECAUCION: Si no puede encender la computadora o si no puede ingresar al modo de servicio, o bien la
computadora no es compatible con este modo, desconecte el cable de la bateria.

2. Extraiga la tarjeta SIM.

Sobre esta tarea

®

En la imagen a continuacion, se indica la ubicacion de la cubierta de la base y se proporciona una representacion visual del procedimiento
de extraccion.

NOTA: Antes de quitar la cubierta de la base, asegUrese de que no haya ninguna tarjeta SD instalada en la ranura de tarjeta SD en la
computadora.
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Pasos

1. Afloje los ocho tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base al ensamblaje del reposamanos.

2. Utilice un punzén de plastico y haga palanca para abrir la cubierta de la base desde los espacios en las muescas en forma de U, en la
parte superior de la cubierta de la base, cerca de las bisagras.

3. Levante la cubierta de la base para extraerla del ensamblaje del teclado y el reposamanos.

@ NOTA: Asegurese de que la computadora esté en modo de servicio. Sila computadora no puede ingresar al modo de servicio,
desconecte el cable de la bateria de la tarjeta madre. Para desconectar el cable de la bateria, siga los pasos 4y 5.

4. Desconecte el cable de la bateria de la tarjeta madre.

5. Mantenga presionado el botdn de encendido durante cinco segundos para drenar la energia residual y conectar la computadora a
tierra.

Instalacion de la cubierta de la base.

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el proceso de instalacion.
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Sobre esta tarea
En la imagen a continuacion, se indica la ubicacion de la cubierta de la base y se proporciona una representacion visual del procedimiento
de instalacion.
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@ NOTA:

Si la baterfa no es un requisito previo y si ha desconectado el cable de la baterfa, asegUrese de conectarlo. Para conectar el cable de la
bateria, siga los pasos 1y 2 del procedimiento.

Pasos

1. Conecte el cable de la bateria al conector de la tarjeta madre.

2. Alinee los orificios para tornillos en la cubierta de la base con los orificios para tornillos en el ensamblaje del teclado y el reposamanos, y
encaje la cubierta de la base en su lugar.
3. Ajuste los ocho tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base al ensamblaje del teclado y el reposamanos.

Siguientes pasos

1. Instale la tarjeta SIM.
2. Siga el procedimiento que se describen en Después de manipular el interior de la computadora.
NOTA: Asegurese de que la computadora esté en modo de servicio. Para obtener mas informacion, consulte Antes de manipular

el interior de la computadora
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Tarjeta inalambrica

Extraccion de la tarjeta WLAN

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion de la tarjeta WLAN y se proporciona una representacion visual del procedimiento de
extraccion.

1x
M2x3

Pasos

Afloje el tornillo (M2x3) que fija el soporte para tarjeta WLAN a la tarjeta WLAN y al ensamblaje del teclado y el reposamanos.
Levante el soporte para tarjeta WLAN para quitarlo de la tarjeta WLAN.

Desconecte los cables de antena de la tarjeta WLAN.

N N

Deslice y quite la tarjeta inalambrica de la ranura de tarjeta WLAN.
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Instalacion de la tarjeta WLAN

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el proceso de instalacion.

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion de la tarjeta WLAN y se proporciona una representacion visual del procedimiento de
instalacion.

1x
M2x3

Pasos

1. Conecte los cables de la antena a la tarjeta WLAN.
En la tabla a continuacion, se proporciona el esquema de colores de los cables de la antena para la tarjeta WWAN compatible con la
computadora.

Tabla 33. Esquema de colores de los cables de la antena

Conectores de la Colores de los cables | Marcado de serigrafia
tarjeta inalambrica de antena
Principal Blanco PRINCIPAL A (triangulo blanco)
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Tabla 33. Esquema de colores de los cables de la antena (continuacién)

Conectores de la Colores de los cables | Marcado de serigrafia
tarjeta inalambrica de antena
Auxiliar Negro AUX A (tridangulo negro)

2. Alinee la muesca de la tarjeta WLAN con la pestafia de la ranura de tarjeta WLAN. .
3. Adhiera la tarjeta WLAN formando un &ngulo en la ranura de tarjeta WLAN.

4. Alinee el orificio para tornillos del soporte para tarjeta WLAN con el orificio para tornillos en la tarjeta WLAN vy el ensamblaje del teclado
y el reposamanos.

5. Cologue el tornillo (M2x3) que fija el soporte para tarjeta WLAN a la tarjeta WLAN y al ensamblaje del teclado y el reposamanos.

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta de la base.
2. Siga el procedimiento que se describen en Después de manipular el interior de la computadora.

Tarjeta WWAN (opcional)

Extraccion de la tarjeta WWAN 4G (opcional)

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea
®| NOTA: Los siguientes pasos aplican para computadoras compatibles con WWAN.

En las imagenes a continuacioén, se indica la ubicacion de la tarjeta 4G WWAN y se proporciona una representacion visual del procedimiento
de extraccion.
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Pasos

Levante el blindaje de la tarjeta WWAN 4G para quitarlo de la tarjeta WWAN 4G.

Quite el tornillo (M2x3) que fija el soporte de la tarjeta WWAN 4G a la tarjeta WWAN 4G.
Levante el soporte de la tarjeta WWAN 4G para quitarlo de la tarjeta WWAN 4G.
Desconecte los cables de antena de la tarjeta WWAN 4G.

Deslice y quite la tarjeta WWAN 4G de la ranura de tarjeta WWAN 4G en la tarjeta madre.

S NI O

Instalacion de la tarjeta WWAN 4G (opcional)

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el proceso de instalacion.
Sobre esta tarea

@l NOTA: Los siguientes pasos aplican para computadoras compatibles con WWAN.

En las siguientes imégenes, se indica la ubicacion de la tarjeta WWAN 4G y se proporciona una representacion visual del procedimiento de
instalacion.
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Pasos

4. Alinee €l orificio para tornillos en el soporte de la tarjeta WWAN 4G con el orificio para tornillos de dicha tarjeta.

54

Alinee la muesca de la tarjeta WWAN 4G con la pestafia de la ranura de dicha tarjeta.

Inserte la tarjeta WWAN 4G formando un dngulo en la ranura de dicha tarjeta.

Conecte los cables de la antena a la tarjeta WWAN 4G.

En la tabla a continuacion, se proporciona el esquema de colores de los cables de la antena para la tarjeta WWAN 4G compatible con la

computadora.

Tabla 34. Esquema de colores de los cables de la antena

Conectores de la

Colores de los cables

Marcado de serigrafia

gris delgada

tarjeta WWAN de antena

D/G Negro con una fraccién | 6 auxiliares 4 (triangulo blanco)
blanca delgada

M2 Azul 8 M2 4 (triangulo blanco)

M1 Anaranjado 7M1 A (tridngulo blanco)

M Blanco con una fraccion | Principal 5 A (triangulo negro)
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B. Cologue el tornillo (M2x3) que fija el soporte de WWAN 4G a la tarjeta WWAN 4G.
6. Alinee y coloque el blindaje de la tarjeta WWAN 4G sobre dicha tarjeta.

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta de la base.
2. Siga el procedimiento que se describen en Después de manipular el interior de la computadora.

Extraccion de la tarjeta WWAN 5G (opcional)

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea
@l NOTA: Los siguientes pasos aplican para computadoras compatibles con WWAN.

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion de la tarjeta 5G WWAN y se proporciona una representacion visual del procedimiento
de extraccion.
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Pasos

Quite el tornillo (M2x3) que fija el soporte de la tarjeta WWAN 5G a la tarjeta WWAN 5G.

Levante el soporte de la tarjeta WWAN 5G para quitarlo de la tarjeta WWAN 5G.

Quite los dos tornillos (M2x3) que fijan el blindaje térmico de la tarjeta WWAN 5G al ensamblaje del teclado y del reposamanos.
Levante el blindaje de la tarjeta WWAN 5G para quitarlo de la tarjeta WWAN 5G.

Desconecte los cables de antena de la tarjeta WWAN 5G.

Deslice y quite la tarjeta WWAN 5G de la ranura de tarjeta WWAN 5G en la tarjeta madre.

SN I NIFSURN

Instalacion de la tarjeta WWAN 5G (opcional)

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el proceso de instalacion.
Sobre esta tarea

@l NOTA: Los siguientes pasos aplican para computadoras compatibles con WWAN.

En las siguientes imagenes, se indica la ubicacion de la tarjeta WWAN 5G y se proporciona una representacion visual del procedimiento de
instalacion.
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Pasos

1. Conecte los cables de la antena a la tarjieta WWAN 5G.

En la tabla a continuacion, se proporciona el esquema de colores de los cables de la antena para la tarjeta WWAN 5G compatible con la

computadora.

Tabla 35. Esquema de colores de los cables de la antena

Conectores de la

Colores de los cables

Marcado de serigrafia

tarjeta WWAN de antena

D/G Negro con una fracciéon | ANT3 D/G A (tridngulo blanco)
blanca delgada

M2 Azul ANT2 M2 4 (triangulo blanco)

M1 Anaranjado ANT1TM1 4 (triangulo blanco)

M Blanco con una fraccion | ANTO M 4 (triangulo blanco)

gris delgada

2. Alinee la muesca de la tarjeta WWAN 5G con la pestafia de la ranura de dicha tarjeta.

3. Inserte la tarjeta WWAN 5G formando un angulo en la ranura de dicha tarjeta.

4. Alinee los orificios para tornillos del blindaje de la tarjeta WWAN 5G con los orificios para tornillo del ensamblaje del teclado y el

reposamanos.

B. Cologue los dos tornillos (M2x3) que fijan el blindaje de la tarjeta WWAN 5G al ensamblaje del teclado y el reposamanos.
6. Alinee el orificio para tornillos en el soporte de la tarjeta WWAN 5G con el orificio para tornillos de dicha tarjeta.

7. Cologue el tornillo (M2x3) que fija el soporte de WWAN 5G a la tarjeta WWAN 5G.

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta de la base.
2. Siga el procedimiento que se describen en Después de manipular el interior de la computadora.

Modulos de memoria

Extraccion del modulo de memoria

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.

2. Extraiga la tarjeta SIM.

3. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion del médulo de memoria y se proporciona una representacion visual del procedimiento

de extraccion.
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Pasos

1. Con la punta de los dedos, separe los ganchos de fijaciéon en la ranura del médulo de memoria hasta que el médulo salte.
2. Deslice y extraiga el médulo de memoria de la ranura del médulo de memoria en la tarjeta madre.

@l NOTA: Repita los pasos 1y 2 si hay mas de un médulo de memoria instalado en la computadora.

Installing the memory module

Requisitos previos

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Sobre esta tarea

The following image(s) indicate the location of the memory module and provides a visual representation of the installation procedure.
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Pasos

1. Align the notch on the memory module with the tab on the memory-module slot.
2. Slide the memory module firmly into the slot at an angle and press the memory module down until it clicks into place.

@l NOTA: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.

Siguientes pasos

1. Install the base cover.
2. Install the SIM card.
3. Follow the procedure in After working inside your computer.

Unidad de estado soélido

Extraccion de la unidad de estado sélido M.2 2230 de la ranura 1

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga la tarjeta SIM.
8. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuacion, se indica la ubicacion de la unidad de estado sélido M.2 2230 en la ranura 1y se proporciona una
representacion visual del procedimiento de extraccion.
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Pasos

Quite los dos tornillos (M2x3) que fijan el blindaje térmico de la unidad de estado sélido al ensamblaje del reposamanos.

Levante el blindaje térmico de la unidad de estado soélido para quitarlo del ensamblaje del reposamanos.

Quite el tornillo (M2x3) que asegura la unidad de estado sélido M.2 2230 al soporte de dicha unidad y el ensamblaje del reposamanos.
Deslice y levante la unidad de estado sélido M.2 2230 para quitarla de la ranura de unidad de estado sélido.

Quite el soporte de montaje para unidad de estado sélido M.2 2230 del ensamblaje del reposamanos.

S NI O

Instalacion de la unidad de estado sélido M.2 2230 en la ranura 1

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el proceso de instalacion.

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacién, se indica la ubicacion de la unidad de estado sélido M.2 2230 instalada en la ranura 1y se proporciona una
representacion visual del procedimiento de instalacion.
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Pasos

Cologue el soporte de montaje para unidad de estado solido M.2 2230 en la ranura del ensamblaje del reposamanos.
Alinee la muesca de la unidad de estado sélido M.2 2230 con la lengtieta en la ranura de dicha unidad.
Deslice la unidad de estado solido M.2 2230 en la ranura de dicha unidad.

Cologue el tornillo (M2x3) que asegura la unidad de estado sélido M.2 2230 al soporte de montaje para dicha unidad y el ensamblaje del
reposamanos.

FN N

5. Alinee los orificios para tornillos del blindaje térmico de la unidad de estado sélido con los orificios para tornillos de la unidad de estado
solido M.2 2230 y el ensamblaje del reposamanos.

6. Cologue los dos tornillos (M2x3) que fijan el blindaje térmico de la unidad de estado sdlido a la unidad de estado sélido M.2 2230y al
ensamblaje del reposamanos.

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta de la base.
2. Instale la tarjeta SIM.
3. Siga el procedimiento que se describen en Después de manipular el interior de la computadora.
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Extraccion de la unidad de estado soélido M.2 2280 de la ranura 1

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga la tarjeta SIM.
3. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuacion, se indica la ubicacién de la unidad de estado sélido M.2 2280 en la ranura 1y se proporciona una
representacion visual del procedimiento de extraccion.
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Pasos

Quite los dos tornillos (M2x3) que fijan el blindaje térmico de la unidad de estado sélido al ensamblaje del reposamanos.

Levante el blindaje térmico de la unidad de estado sélido para quitarlo del ensamblaje del reposamanos.

Quite el tornillo (M2x3) que asegura la unidad de estado sélido M.2 2280 al soporte de dicha unidad y el ensamblaje del reposamanos.
Deslice y levante la unidad de estado sélido M.2 2280 para quitarla de la ranura de unidad de estado sélido.

Quite el soporte de transferencia de la unidad de estado sélido M.2 2280.

SN O
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Instalacion de la unidad de estado sélido M.2 2280 en la ranura 1

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el proceso de instalacion.

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacioén, se indica la ubicacion de la unidad de estado sélido M.2 2280 instalada en la ranura 1y se proporciona una
representacion visual del procedimiento de instalacion.
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Pasos

Cologue el soporte para unidad de estado sélido M.2 2280 en la ranura del ensamblaje del reposamanos.
Alinee la muesca de la unidad de estado sélido M.2 2280 con la lengleta en la ranura de dicha unidad.
Deslice la unidad de estado s6lido M.2 2280 en la ranura de dicha unidad.

FN NN

Cologue el tornillo (M2x3) que asegura la unidad de estado solido M.2 2280 al soporte de dicha unidad y el ensamblaje del
reposamanos.

B. Alinee los orificios para tornillos del blindaje térmico de la unidad de estado sélido con los orificios para tornillos de la unidad de estado
solido M.2 2280 y el ensamblaje del reposamanos.

6. Cologue los dos tornillos (M2x3) que fijan el blindaje térmico de la unidad de estado sdlido a la unidad de estado sélido M.2 2280 y al
ensamblaje del reposamanos.
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Siguientes pasos

1. Instale la cubierta de la base.
2. Instale la tarjeta SIM.
3. Siga el procedimiento que se describen en Después de manipular el interior de la computadora.

Extraccion de la unidad de estado sdolido M.2 2230 de la ranura 2

Requisitos previos
1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.

2. Extraiga la tarjeta SIM.
3. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuacion, se indica la ubicacién de la unidad de estado solido M.2 2230 en la ranura 2 y se proporciona una
representacion visual del procedimiento de extraccion.
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Pasos
1. Quite el tornillo (M2x3) que asegura la unidad de estado sélido M.2 2230 al ensamblaje del reposamanos.
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2. Deslice y levante la unidad de estado sélido M.2 2230 para quitarla de la ranura de unidad de estado solido.

Instalacion de la unidad de estado sélido M.2 2230 en la ranura 2

Requisitos previos
Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el proceso de instalacion.

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion de la unidad de estado sélido M.2 2230 instalada en la ranura 2 y se proporciona una
representacion visual del procedimiento de instalacion.
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Pasos

1. Alinee la muesca de la unidad de estado sélido M.2 2230 con la lengleta en la ranura de dicha unidad.

2. Deslice la unidad de estado sélido M.2 2230 en la ranura de dicha unidad.

3. Cologue el tornillo (M2 x 3) que fija la unidad de estado sélido M.2 2230 al ensamblaje del reposamanos.

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta de la base.
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2. |Instale la tarjeta SIM.
3. Siga el procedimiento que se describen en Después de manipular el interior de la computadora.

Ventilador

Extraccion del ventilador
A| PRECAUCION: La informacién de esta seccion esta destinada inicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga la tarjeta SIM.
8. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion del ventilador y se proporciona una representacion visual del procedimiento de
extraccion.

Pasos

1. Desconecte el cable del ventilador de la tarjeta madre.

2. Extraiga el cable del ventilador de las guias de colocacion del ensamblaje del reposamanos.
3. Extraiga los dos tornillos (M2x4) que fijan el ventilador al ensamblaje del reposamanos.

4. Levante el ventilador para retirarlo del ensamblaje del reposamanos.

Installing the fan

A| PRECAUCION: The information in this section is intended for authorized service technicians only.

66 Extraccion e instalacion de unidades reemplazables por el cliente (CRU)



Requisitos previos

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Sobre esta tarea

The following image(s) indicate the location of the fan and provides a visual representation of the installation procedure.

Pasos

Align the screw holes on the fan with the screw holes on the palm-rest assembly.
Replace the two screws (M2x4) that secure the fan to the palm-rest assembly.
Route the fan cable through the routing guides on the palm-rest assembly.
Connect the fan cable to the system board.

FN N

Siguientes pasos

1. Install the base cover.
2. Install the SIM card.
3. Follow the procedure in After working inside your computer.
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Extraccion e instalacion de unidades
reemplazables en campo (FRU)

LLos componentes reemplazables en este capitulo son unidades reemplazables en campo (FRU).
La informacion de esta seccion esta destinada Gnicamente a técnicos de servicio autorizados.

Para evitar cualquier posible dafio al componente o la pérdida de datos, asegurese de que un técnico de
servicio autorizado reemplace las unidades reemplazables de campo (FRU).

Dell Technologies recomienda que este conjunto de reparaciones, si es necesario, las realicen
especialistas técnicos capacitados en reparaciones.

Como recordatorio, la garantia no cubre los dafios que puedan producirse durante los cursos de
reparaciones FRU que no fueron autorizados por Dell Technologies.

®| NOTA: Las imagenes en este documento pueden ser diferentes de la computadora en funcién de la configuracion que haya solicitado.

Bateria

Precauciones para bateria de iones de litio

e Tenga cuidado cuando maneje baterias de iones de litio.

e Descargue la bateria por completo antes de quitarla. Desconecte el adaptador de alimentacion de CA del sistema
y utilice la computadora Gnicamente con la alimentacion de la bateria: la bateria esta completamente descargada
cuando la computadora ya no se enciende al presionar el botén de encendido.

o No aplaste, deje caer, estropee o penetre la bateria con objetos extrafios.

e No exponga la bateria a temperaturas altas ni desmonte paquetes de bateria y células.

e No aplique presion en la superficie de la bateria.

e No doble la bateria.

e No utilice herramientas de ningtn tipo para hacer palanca sobre o contra la bateria.

e Verifique que no se pierda ningin tornillo durante la reparacion de este producto, para evitar dafios o perforaciones
accidentales en la bateria y otros componentes del sistema.

e Siuna bateria se atasca en la computadora como resultado de la inflamacién, no intente soltarla, ya que perforar,
doblar o aplastar baterias de iones de litio puede ser peligroso. En este caso, comuniquese con el soporte técnico de
Dell para obtener asistencia. Consulte www.dell.com/contactdell.

e Adquiera siempre baterias originales de www.dell.com o socios y distribuidores autorizados de Dell.

e Las baterias hinchadas no se deben utilizar y se deben reemplazar y desechar correctamente. Para consultar
directrices sobre como manejar y sustituir las baterias de iones de litio hinchadas, consulte Manejo de baterias
de iones de litio hinchadas.

Extraccion de la bateria

La informacién de esta seccion esta destinada Unicamente a técnicos de servicio autorizados.
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Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga la tarjeta SIM.
3. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea

Quitar la bateria restablece los ajustes del programa de configuracion del BIOS a los valores
predeterminados. Se recomienda anotar los ajustes del programa de configuracion del BIOS antes de quitar la bateria.

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion de la bateria y se proporciona una representacion visual del procedimiento de
extraccion.

Extraccion e instalacion de unidades reemplazables en campo (FRU) 69



Pasos

Desconecte el cable de la bateria de la tarjeta madre (si no se desconecté antes).
Afloje los cinco tornillos cautivos que fijan la bateria al ensamblaje del reposamanos.
Levante la bateria y extraigala del ensamblaje del reposamanos.

Voltee la bateria y despegue la cinta que adhiere el cable de la bateria a esta.
Extraiga el cable de la baterfa de las guias de enrutamiento en la bateria.
Desconecte el cable de la bateria del conector en la bateria.

Quite el cable de la bateria.

NoO g NN

Instalacion de la bateria
La informacion de esta seccion esta destinada Unicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el proceso de instalacion.
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Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion de la bateria y se proporciona una representacion visual del procedimiento de
instalacion.

Pasos

Alinee y pase el cable de la bateria a través de las guias de enrutamiento de la bateria.

Adhiera la cinta que fija el cable de la bateria a la bateria.

Conecte el cable de la bateria al conector de la bateria.

Voltee la bateria.

Mediante los postes de alineacion, coloque la bateria en el ensamblaje del reposamanos.

Alinee los orificios para tornillos de la bateria con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
Ajuste los cinco tornillos cautivos que aseguran la bateria al ensamblaje del reposamanos.

O NN N

Conecte el cable de la bateria a la tarjeta madre.

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta de la base.
2. Instale la tarjeta SIM.
3. Siga el procedimiento que se describen en Después de manipular el interior de la computadora.

Extraccion e instalacion de unidades reemplazables en campo (FRU)

71



Trama interna del ensamblaje

Extraccion de la trama interna del ensamblaje
A| PRECAUCION: La informacién de esta seccion esta destinada Gnicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
Extraiga la tarjeta SIM.

Extraiga la cubierta de la base.

Extraiga la bateria.

Quite la tarjeta WWAN 4G o la tarjeta WWAN 5G, segun corresponda.

Extraiga la tarjeta WLAN.

3 IF NSV EES

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacién, se indica la ubicacion de la trama interna del ensamblaje y se proporciona una representacion visual del
procedimiento de extraccion.

12x
M2x3
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llustracion 2. Extraccion de la trama interna

Pasos

Extraiga los cables de la antena de las guias de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.

Desconecte el cable del parlante de la tarjeta madre.

Quite los cables del parlante de las guias de enrutamiento en el ensamblaje del reposamanos.

Quite los doce tornillos (M2x3) que fijan la trama interna del ensamblaje a la tarjeta madre y al ensamblaje del reposamanos.
Quite la trama interna del ensamblaje del ensamblaje del reposamanos.

SN O

Instalacion de la trama interna del ensamblaje
A| PRECAUCION: La informacién de esta seccion esta destinada Gnicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el proceso de instalacion.
Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion de la trama interna del ensamblaje y se proporciona una representacion visual del
procedimiento de instalacion.

Extraccion e instalacion de unidades reemplazables en campo (FRU)
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Pasos

1. Alinee los orificios para tornillos de la trama interna del ensamblaje con los orificios para tornillos de la tarjeta madre y el ensamblaje del

reposamanos.

Cologue los doce tornillos (M2x3) que fijan la trama interna del ensamblaje al ensamblaje del reposamanos.
Conecte el cable del parlante a la tarjeta madre.

Cologue los cables del parlante en las guias de colocacion del ensamblaje del reposamanos.

o AN

Cologue los cables de la antena en las gufas de colocacion del ensamblaje del reposamanos.

Siguientes pasos

Instale la tarjeta WLAN.

Instale la tarjeta WWAN 4G o la tarjeta WWAN 5G, segun corresponda.

Cologue la bateria.

Instale la cubierta de la base.

Instale la tarjeta SIM.

Siga el procedimiento que se describen en Después de manipular el interior de la computadora.

SIS P NS SRR

Altavoces

Removing the speakers

Al PRECAUCION: The information in this section is intended for authorized service technicians only.
Requisitos previos

1. Follow the procedure in Before working inside your computer.

2. Remove the SIM card.
3. Remove the base cover.

Extraccion e instalacion de unidades reemplazables en campo (FRU)
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Sobre esta tarea

The following images indicate the location of the speakers and provide a visual representation of the removal procedure.

Pasos

1. Disconnect the speaker cable from the system board.
2. Remove the speaker cables from the routing guides on the palm-rest assembly.
3. Lift the right and left speakers, along with its cable, off the palm-rest assembly.

Installing the speakers

A| PRECAUCION: The information in this section is intended for authorized service technicians only.

Requisitos previos

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Sobre esta tarea

The following images indicate the location of the speakers and provide a visual representation of the installation procedure.

76 Extraccion e instalacion de unidades reemplazables en campo (FRU)



Pasos

1. Using the alignment posts, place the left and right speakers into their slots on the palm-rest assembly.
2. Route the speaker cable through the routing guides on the palm-rest assembly.
3. Connect the speaker cable to the system board.

Siguientes pasos

1. Install the base cover.
2. Install the SIM card.
3. Follow the procedure in After working inside your computer.

Bateria de tipo botén

Extraccion de la bateria de tipo botén

Requisitos previos

Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
Extraiga la tarjeta SIM.

Extraiga la cubierta de la base.

Extraiga la bateria.

Quite la trama interna del ensamblaje.

S PN SIES

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion de la bateria de tipo botdn y se proporciona una representacion visual del
procedimiento de extraccion.
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Pasos

1. Desconecte el cable de la bateria de tipo botén de la tarjeta madre.
2. Despegue la bateria de tipo botdn junto con su cable y quitelos del ensamblaje del reposamanos.

Installing the coin-cell battery

Requisitos previos

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Sobre esta tarea

The following image(s) indicate the location of the coin-cell battery and provides a visual representation of the installation procedure.
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Pasos

1. Adhere the coin-cell battery on to the coin-cell battery slot on the palm-rest assembly.
2. Connect the coin-cell battery cable to the connector on the system board.

Siguientes pasos

Install the assembly-inner frame.

Install the battery.

Install the base cover.

Install the SIM card.

Follow the procedure in After working inside your computer.

SIFNESESIES

Disipador de calor

Extraccion del disipador de calor (GPU discreta)
A| PRECAUCION: La informacién de esta seccion esta destinada Gnicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga la tarjeta SIM.
3. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea

®
®

el disipador de calor se enfrie antes de tocarlo.

grasa de su piel puede reducir la funcionalidad de transferencia de calor de la pasta térmica.

NOTA: El disipador de calor se puede calentar durante el funcionamiento normal. Permita que transcurra el tiempo suficiente para que

NOTA: Para garantizar el maximo enfriamiento del procesador, no toque las zonas de transferencia del calor del disipador de calor. La
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En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion del disipador de calor y se proporciona una representacion visual del procedimiento
de extraccion.

Pasos
1. Afloje los siete tornillos cautivos que fijan al disipador de calor a la tarjeta madre.

NOTA: Afloje los tornillos cautivos en el orden secuencial inverso al que se menciona en el disipador de calor
(7>6>5>4>3>2>1).

@l NOTA: El nimero de tornillos puede variar segun la configuracion solicitada.

2. Quite el tornillo (M2x4) que fija el disipador de calor a la tarjeta madre.
3. Levante el disipador de calor para quitarlo de la tarjeta madre.

Installing the heat sink (Discrete GPU)
A| PRECAUCION: The information in this section is intended for authorized service technicians only.

Requisitos previos

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Sobre esta tarea

®

NOTA: If either the system board or the heat sink is replaced, use the thermal grease provided in the kit to ensure that thermal
conductivity is achieved.

The following images indicate the location of the heat sink and provide a visual representation of the installation procedure.
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Pasos

1. Place the heat sink on the system board.
2. Tighten the seven captive screws that secure the heat sink to the system board.

@l NOTA: Tighten the captive screws in the sequential order mentioned on the heat sink [1>2>3>4>5>6>7].
@l NOTA: The number of screws varies depending on the configuration ordered.

3. Replace the screw (M2x4) that secures the heat sink to the system board.

Siguientes pasos

1. Install the base cover.
2. Install the SIM card.
3. Follow the procedure in After working inside your computer.

Extraccion del disipador de calor (GPU integrada)
A| PRECAUCION: La informacién de esta seccion esta destinada Gnicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga la tarjeta SIM.
8. Extraiga la cubierta de la base.

Sobre esta tarea

)
®

NOTA: El disipador de calor se puede calentar durante el funcionamiento normal. Permita que transcurra el tiempo suficiente para que
el disipador de calor se enfrie antes de tocarlo.

NOTA: Para garantizar el maximo enfriamiento del procesador, no toque las zonas de transferencia del calor del disipador de calor. La
grasa de su piel puede reducir la funcionalidad de transferencia de calor de la pasta térmica.
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En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion del disipador de calor y se proporciona una representacion visual del procedimiento
de extraccion.
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Pasos

1. Afloje los cuatro tornillos cautivos que fijan al disipador de calor a la tarjeta madre.

@l NOTA: Afloje los tornillos cautivos en el orden secuencial inverso mencionado en el disipador de calor [4 > 3 > 2 > 1].
@l NOTA: El nimero de tornillos puede variar segln la configuracion solicitada.

2. Quite el tornillo (M2x4) que fija el disipador de calor a la tarjeta madre.
3. Levante el disipador de calor para quitarlo de la tarjeta madre.

Installing the heat sink (Integrated GPU)
A| PRECAUCION: The information in this section is intended for authorized service technicians only.

Requisitos previos

If you are replacing a component, remove the existing component before performing the installation process.

Sobre esta tarea

®

NOTA: If either the system board or the heat sink is replaced, use the thermal grease provided in the kit to ensure that thermal
conductivity is achieved.

The following images indicate the location of the heat sink and provide a visual representation of the installation procedure.
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Pasos
1. Place the heat sink on the system board.

2. Tighten the four captive screws that secure the heat sink to the system board.

@l NOTA: Tighten the captive screws in the sequential order mentioned on the heat sink [1>2 > 3 > 4].
@l NOTA: The number of screws varies depending on the configuration ordered.

3. Replace the screw (M2x4) that secures the heat sink to the system board.

Siguientes pasos

1. Install the base cover.
2. Install the SIM card.
3. Follow the procedure in After working inside your computer.

Tarjeta madre

Extraccion de la tarjeta madre
A| PRECAUCION: La informacién de esta seccion esta destinada Gnicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
Extraiga la tarjeta SIM.

Extraiga la cubierta de la base.

Extraiga la tarjeta WWAN 4G o la tarjeta WWAN 5G, segln corresponda.

Extraiga la tarjeta WLAN.

Extraiga los médulos de memoria.

Extraiga la unidad de estado sélido M.2 2230 o M.2 2280 de la ranura 1, seguin corresponda.
Extraiga la unidad de estado solido M.2 2230 de la ranura 2, segun corresponda.

OND O NS
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9. Extraiga el disipador de calor (GPU discreta) o el disipador de calor (GPU integrada), segin corresponda.
10. Extraiga la bateria.
1. Extraiga la trama interna del ensamblaje.

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacion se indican los conectores de la tarjeta madre del sistema.

)
DIMM1 DDR5¥ r

1. Conector de la tarjeta WWAN 2. Conector de la tarjeta WLAN

3. Conector del cable de la placa del sensor 4. Mdbdulos de memoria

5. Conector del cable de pantalla 6. Conector del ventilador del sistema

7. Unidad de estado solido, ranura 1 8. Conector del cable del panel tactil

9. Conector del cable de la bateria 10. Unidad de estado sélido, ranura 2

11. Conector del cable de USH 12. Conector de cable de la baterfa de tipo boton

13. Conector del cable del parlante

En las imagenes a continuacion, se indica la ubicacion de la tarjeta madre y se proporciona una representacion visual del procedimiento de
extraccion.
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Pasos

© O NOO AN 2

-~ a2
D NN~ O

Extraiga los dos tornillos (M2x3) que fijan el soporte del cable de pantalla al ensamblaje del teclado y el reposamanos.
Levante el soporte del cable de la pantalla para quitarlo del ensamblaje del reposamanos.

Extraiga los tres tornillos (M2x4) que fijan el soporte Type-C al ensamblaje del reposamanos.

Levante el soporte Type-C para quitarlo del ensamblaje del reposamanos.

Levante la solapa negra cerca de los cables de la antena y descubra el cable de la placa del sensor.

Desconecte el cable de la placa del sensor del conector en la tarjeta madre del sistema.

Desconecte el cable de pantalla del conector en la tarjeta madre del sistema.

Extraiga el cable de la pantalla de las guias de cableado en la tarjeta madre.

Desconecte el cable del ventilador del conector en la tarjeta madre del sistema.

. Abra el pestillo y desconecte el cable del panel tactil del conector en la tarjeta madre del sistema.
. Abra el pestillo y desconecte el cable USH del médulo de USH de este médulo.

. Desconecte el cable de la bateria de tipo botdn del conector en la tarjeta madre del sistema.

. Extraiga los tres tornillos (M2x3) que fijan la tarjeta madre al ensamblaje del reposamanos.

. Levante la tarjeta madre para retirarla del ensamblaje del reposamanos.

Instalacion de la tarjeta madre

La informacion de esta seccion esta destinada Gnicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el proceso de instalacion.

Sobre esta tarea

En las imagenes a continuacion se indican los conectores de la tarjeta madre del sistema.
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Conector de la tarjeta WWAN

Conector del cable de la placa del sensor
Conector del cable de pantalla

Unidad de estado sélido, ranura 1
Conector del cable de la bateria
Conector del cable de USH

13. Conector del cable del parlante

Conector de la tarjeta WLAN

Maédulos de memoria

Conector del ventilador del sistema

. Conector del cable del panel tactil

10. Unidad de estado solido, ranura 2

12. Conector de cable de la ba